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Einladung zum Mikrosystemtechnik-Kongress 2007

Viele Produkte aus den Bereichen Informations- und Kommunikations-
technik, der modernen Automobilindustrie aber auch der Medizintech-
nik, Biotechnologie, Konsumgüterindustrie, Optik und anderen
Anwendungen sind ohne die Mikrosystemtechnik nicht mehr vorstell-
bar. Sie integriert neben der Signalverarbeitung miniaturisierte senso-
rische und aktorische Komponenten und erschließt damit eine Vielzahl
neuer Anwendungen.

Die spezifischen Mikro- und Nanotechniken werden für diese Applika-
tionen sowohl im Material- als auch im Technologiespektrum ständig
erweitert. Mit vielen erfolgreichen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen nimmt Deutschland heute weltweit eine Führungsrolle in
der Mikrosystemtechnik ein.

Der Mikrosystemtechnik-Kongress findet 2007 zum zweiten Mal statt.
Schon der erste Kongress 2005 in Freiburg war mit 800 Teilnehmern
und 50 Ausstellern sehr erfolgreich. Der kommende Mikrosystemtech-
nik-Kongress 2007 ist wie sein Vorgänger eine gemeinsame Veranstal-
tung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und
des VDE und wird von der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik,
Mikro- und Feinwerktechnik (GMM) und der VDI/VDE-IT organisiert.

Prof. Dr. Thomas Geßner
Chairman

Prof. Dr. Hubert Lakner Prof. Dr. Helmut Seidel 
Co-Chairman Co-Chairman
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Mikrosystemtechnik-Kongress 2007: 
Zentraler Treffpunkt für Mikrosystemtechnik made in Germany

In der Mikrosystemtechnik (MST) ist Deutschland weltweit führend.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, veranstalten das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) und der VDE Verband der Elek-
trotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. vom 15. bis 17. Oktober in
Dresden jetzt zum zweiten Mal den Mikrosystemtechnik-Kongress, die
zentrale deutschlandweite Mikrosystemtechnik-Veranstaltung. For-
schung und Industrie, Produzenten und Anwender, Ausbilder und Stu-
denten, Politik und Netzwerke werden gemeinsam die Weichen für die
Zukunft stellen. 

Der Kongress und die begleitende Ausstellung bieten einen Überblick
über die neuesten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, die Schwer-
punkte der BMBF-Förderung sowie aktuelle Jobchancen. Teile des Kon-
gresses richten sich gezielt an Jugendliche, um  sie an die MST heranzu-
führen und so den dringend benötigten Nachwuchs an Fachkräften zu
sichern.

3 Im wissenschaftlichen Teil des Kongresses präsentieren die führenden
Industrieunternehmen und Forschungsinstitute in mehr als 250 Bei-
trägen den aktuellen Stand der Mikrosystemtechnik in Deutschland,
die Vielzahl der aktuellen Entwicklungen in den verschiedenen Bran-
chen, das enorme Potenzial der führenden deutschen Firmen und
Forschungseinrichtungen und die daraus resultierenden Wachstums-
chancen.

3 Die Kongressteilnehmer können sich einen umfassenden Überblick
über die aktuellen Initiativen im Rahmenprogramm „Mikrosysteme“
des BMBF verschaffen und aktiv an der Gestaltung der nächsten För-
derungsschwerpunkte mitwirken.

3 Die speziell auf die Interessen von Studierenden und Berufseinstei-
gern zugeschnittene VDE YoungNet Convention informiert über zen-
trale Fragen zum Beruf des Ingenieurs in der Mikrosystemtechnik und
in verwandten Fachgebieten. In der begleitenden Jobbörse  präsentie-
ren sich Mitarbeiter suchende Unternehmen.

3 Sieger der VDE/BMBF-Aktion „Invent a Chip“ präsentieren ihren
Gewinner- Chip.

3 In der Fachausstellung präsentieren Industrieunternehmen, Institute
und Netzwerke MST-Produkte und Dienstleistungen aus ihren
Arbeitsgebieten.

3 Ein Teil des Kongresses ist der Nachwuchswerbung gewidmet. Tech-
nikinteressierte aus der Region haben Gelegenheit, sich u. a.  in der
BMBF-Wanderausstellung „Mikrowelten-Zukunftswelten“ über die
Besonderheiten und Potenziale aber auch Berufswege in der Mikro-
systemtechnik zu informieren und Kontakte zu Ausbildungsbetrieben,
Hochschulen und Arbeitgebern zu knüpfen.
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Veranstalter
Der Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 ist eine gemeinsame Veranstal-
tung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.. Der
Kongress vermittelt eine aktuelle Übersicht über das enorme Potenzial
der deutschen Firmen und Forschungsinstitutionen auf dem Gebiet Mikro-
systemtechnik.

Organisatoren
VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM)
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT)

Chairman
Prof. Dr. Thomas Geßner
Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, ZfM der TU
Chemnitz

Co-Chairmen
Prof. Dr. Helmut Seidel Prof. Dr. Hubert Lakner
Universität des Saarlandes, Fraunhofer Institut für 
Saarbrücken Photonische Mikrosysteme 

IHM-OES der TU Dresden

Steuerungs-Komitee
Dr. Udo Bechtloff, KSG  Leiterplatten GmbH
Jürgen Berger, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig
Wiebke Ehret, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Dr. Norbert Fabricius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
Dr. Reinhard Fendler, FhR Anlagenbau GmbH
Dr. Stefan Finkbeiner, Robert Bosch GmbH
Dr. Gerhard Finking, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Dr. Hans-Rudolf Folle, MST factory dortmund GmbH
Prof. Dr. Günter Rolf Fuhr, Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik IBMT
Markus Gabriel, SUSS MicroTec Lithography GmbH
Carmen Gehring, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Prof. Dr. Thomas Geßner, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration
Gitta Haupold, Silicon Saxony e.V., i.H. Technologiezentrum Dresden GmbH
Dr. Volker Herrmann, Sick Engineering GmbH
Dr. Jürgen Hofinger, Namos GmbH
Ruth Holling, Volkswagen AG
Dr. Steffen Howitz, GeSiM mbH 
Nicolas Hübener, ZEMI Zentrum für Mikrosystemtechnik Berlin
Dr. Ulrich Kaiser, Endress + Hauser Consult AG
Manfred Klein, DaimlerChrysler AG
Prof. Dr. Hubert Lakner, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS
Dr. Mirko Lehmann, IST AG
Jörg Ludewig, MPD Microelectronic Packaging Dresden GmbH
Karl-Heinz Lust, LUST Antriebstechnik GmbH
Peter Neu, VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
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Dr. Christine Neuy, IVAM NRW e.V.
Dr. Bernd Rau, Roth & Rau AG
Gerhard Rauter, Infineon Technologies Dresden
Dieter Schaudel, Endress + Hauser AG
Prof. Dr. Helmut Schlaak, Technische Universität Darmstadt
Dr. Ronald Schnabel, VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik
Prof. Dr. Helmut Seidel, Universität des Saarlandes
Dr. Torsten Thieme, memsfab GmbH
Dr. sc. Larissa Vasilets, Bioscora GmbH
Dr. Martina Vogel, Technische Universität Chemnitz 
Prof. Dr. Roland Zengerle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Programm-Komitee
Dr. Andreas Bräuer, Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik
Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig
Dr. Joachim Eicher, Boehringer Ingelheim microParts GmbH
Dr. Peter Ernst, Robert Bosch GmbH
Dr. Norbert Fabricius, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
Prof. Dr. Günter Rolf Fuhr, Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik IBMT
Prof. Dr. Hans-Heinrich Gatzen, Universität Hannover
Prof. Dr. Gerald Gerlach, Technische Universität Dresden
Prof. Dr. Thomas Geßner, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration
Dr. Rolf Günther, Altonabiotec AG
Prof. Dr. Peter Hauptmann, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Manfred Klein, DaimlerChrysler AG
Prof. Dr. Heinz Kück, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V.
Prof. Dr. Hubert Lakner, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS
Prof. Dr. Walter Lang, Universität Bremen
Dr. Andreas Leson, Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS
Karl-Heinz Lust, LUST Antriebstechnik GmbH
Prof. Dr. Bernd Michel, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration
Prof. Dr. Jörg Müller, Technische Universität Hamburg-Harburg
Andreas Nebeling, Elmos Semiconductor AG
Prof. Dr. Eckhard Quandt, Christian-Albrechts-Universität Kiel
Prof. Dr. Hermann Sandmaier, Universität Stuttgart
Prof. Dr. Helmut Schlaak, Technische Universität Darmstadt
Prof. Dr. Helmut Seidel, Universität des Saarlandes
Prof. Dr. Axel Sikora, Berufsakademie Lörrach
Dr. Henning Wicht, WTC-Wicht Technologie Consulting
Prof. Dr. Roland Zengerle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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Der Mikrosystemtechnik-Kongress 2007
Montag, 15. Oktober 2007

Der Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 spiegelt in seinem Themenspek-
trum die Märkte von morgen: Informations-, Mikrosystem- und Nano-
technologien, Medizin-, Verkehrs- und Energietechnik. Eröffnet wird der
Kongress deshalb mit einem technologiepolitschen Forum.

Großer Saal 

18:00 - 19:30 Eröffnung des Mikrosystemtechnik-Kongresses 2007

Moderation: Conny Czymoch, Phoenix

gegen 19:00 

Preisverleihung GMM-Preis 
mit Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach, 
Mitglied VDE-Präsidium, Vorsitzender GMM
Preisverleihung VDE/BMBF-Initiative 
Invent a Chip 2007

19:30 Get-together 
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Mikrosystemtechnik-Kongress 2007
Montag, 15. Oktober 2007

Zukunftsworkshops

Seminarraum 3+4

13:00 - 17:00 Mikrosystemtechnik für die effiziente 
Bioenergieerzeugung

Im Vergleich zu höheren Landpflanzen liefern natürliche
Mikroalgen mehr als zehnfach höhere Biomasseerträge.
Arbeiten über biologische Strukturen aus Mikroalgen, Bak-
terien oder entsprechenden Zellkompartimenten lassen
Effizienzsteigerungen um mehr als eine weitere Zehnerpo-
tenz erwarten. Wegen des hohen Oberfläche-zu-Volumen-
Verhältnisses und der Vermeidung von Rückvermischung
verspricht der Einsatz von Mikroreaktoren aus der Mikrover-
fahrenstechnik eine Effizienzsteigerung um einen weiteren
Faktor 10 gegenüber klassischen Röhrenreaktoren. Schließ-
lich kann ein intelligenter Lichteintrag von Tageslicht, z. B.
durch mikrostrukturierte Flächenlichtleiter, die für Anlagen
zur Massenkultivierung der Algen benötigte Fläche zehnfach
effizienter nutzen. Die hocheffizient produzierte Biomasse
kann zur Produktion von Biodiesel, Bioethanol oder Biowas-
serstoff eingesetzt werden. Die Nutzung von CO2-Abgasen
aus Kraft-, Zement- oder Kalkwerken kann zur Minderung
von Treibhausgasen beitragen.

Ziel des Zukunftsworkshop ist es auszuloten, welche Bei-
träge die Mikrosystemtechnik/Mikroverfahrenstechnik für
eine effiziente Bioenergieerzeugung bieten kann. Hierzu
werden Fachleute aus den verschiedenen Disziplinen Bio-
logie, Bioverfahrenstechnik, Mikroverfahrenstechnik, Optik
und Energieversorgung über ihre Erfahrungen berichten
und das oben skizzierte Konzept diskutieren. Die Ergebnisse
des Workshops können in die Vorbereitung einer entspre-
chenden Bekanntmachung im Rahmenprogramm „Mikro-
systeme“ einfließen.

Für diesen Workshop ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 
Melden Sie sich bitte an unter:
www.mikrosystemtechnik-kongress.de/anmeldung/
bioenergie
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Seminarraum 5+6 

13:00 - 17:00 Ambient Assisted Living im BMBF-Programm 
„Mikrosysteme“

Die zukünftigen sozialen Veränderungen in unserer Gesell-
schaft, vor allem das zunehmende Altern und die noch 
stärkere Individualisierung, schaffen neue Bedarfslagen vor
allem nach Orientierungs-, Unterstützungs- und Hilfsange-
boten technischer Systeme. Unter „Ambient Assisted
Living“ (AAL) werden Konzepte, Produkte und Dienstleistun-
gen verstanden, die die Interaktion zwischen technischen
und sozialen Systemen verbessern, mit dem Ziel, die
Lebensqualität für alle Menschen in allen Lebensabschnitten
zu erhöhen. Vor allem für ältere und in ihrer Bewegungs-
fähigkeit eingeschränkte Menschen ermöglichen intelli-
gente Assistenzsysteme eine selbstständige Lebensführung.
In der Mikrosystemtechnikförderung wurden bisher zahl-
reiche Projekte im Kontext von AAL gefördert. „Ambient
Assisted Living“ ermöglicht nun, die bisher allein stehenden
Themen unter ein gemeinsames Dach zu stellen und so aus
MST-Sicht Antworten auf die drängenden Fragen unserer
Zeit geben zu können (demografischer Wandel, selbst-
bestimmtes Leben, Gesundheit für alle). 

Im Workshop sollen die vier Themenblöcke „Gesundheit 
& HomeCare“, „Sicherheit & Privatsphäre“, „Versorgung &
Hausarbeit“ und „Soziales Umfeld“ intensiv diskutiert und
der gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedarf ermittelt
werden. Die Ergebnisse des Workshops fließen unmittelbar
in die Vorbereitung eines Förderschwerpunkts zu AAL im
Rahmenprogramm „Mikrosysteme“ ein.

Für diesen Workshop ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 
Melden Sie sich bitte an unter: www.aal-deutschland.de

Foyer

15:30 - 17:30 Postersession

Großer Saal

18:00 - 19:30 Eröffnung des Mikrosystemtechnik-Kongresses 2007
mit Preisverleihung

19:30 - 22:00 Get-together im Ausstellungsbereich auf der 
Terrassenebene des ICC

9Programm 15.10.2007 
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Dienstag, 16. Oktober 2007

Großer Saal

8:45 - 10:00 Begrüßung und Keynotes

8:45 - 9.00 Begrüßung
T. Geßner, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration; ZfM Technische Universität 
Chemnitz; H. Seidel, Universität  des Saarlandes, 
Saarbrücken

9:00 - 9:30 Die Mikrosystemtechnik als zentraler Bestandteil der
Hightech-Strategie
G. Finking, Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Bonn

9:30 - 10:00 Megatrends – Smarte Systeme integriert in industrielle
Anwendungen vom Automobil bis zur Medizin
G. Lugert, Siemens AG, München

10:00 - 10:30 Kaffeepause

Saal 1

10:30 - 12:00 Advanced Packaging für die MST 1: 
Heterogene Systeme – neue Herausforderungen an 
die Systemintegration
Leitung: R. Schließer, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH,
Berlin; H. Kück, Hahn-Schickard-Gesellschaft, Stuttgart

10:30 - 11:00 Hochentwickelte Integrations- und Packagingtech-
nologien für miniaturisierte Systeme
K.-D.  Lang, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Berlin

11:00 - 11:20 Moderne Packagingtechnologien für Sensormodule:
Anforderungen und technologischer Stand
W. Schneider, Microelectronic Packaging Dresden GmbH

11:20 - 11:40 Heterointegrationstechnologien für polytronische
Systeme
K. Bock, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikroin-
tegration,  München

11:40 - 12:00 Preiswerte RFID-Tags mit gedruckter Elektronik
W. Clemens, PolyIC GmbH & Co. KG, Fürth

12:00 - 13:00 Mittagspause



13:00 - 14:50 Advanced Packaging für die MST 2
Leitung: R. Schließer, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH,
Berlin; H. Kück, Hahn-Schickard-Gesellschaft, Universität
Stuttgart

13:00 - 13:30 Solder Bumping – eine neue Technologie zur Montage
optoelektronischer Mikrosysteme
E. Beckert, R. Eberhardt, A. Tünnermann, Fraunhofer Insti-
tut für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena;
E. Zakel, Pac Tech GmbH

13:30 - 13:50 Aufbau- und Verbindungstechnik für ein mikrooptisches
System
D. Kögler,  H. Osterwinter, Hochschule Esslingen; 
U. Mescheder, W. Kronast, R. Huster, Hochschule Furtwan-
gen

13:50 - 14:10 Montage von Mikrooptiken für mobile DVD-Laufwerke
M. Mohaupt, E. Beckert, R. Eberhardt,  A. Tünnermann,
Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik,
Jena; J. Knittel, Deutsche Thompson OHG; U. Steegmüller, 
M. Behringer,  F. Singer, T. Schwarz, Osram Opto Semicon-
ductors GmbH

14:10 - 14:30 Entwurf miniaturisierter Gehäuse mit Medientren-
nung für piezoresistive Druck- und Differenzdrucksen-
soren
C. Wohlgemuth, Technische Universität Darmstadt

14:30 - 14:50 Realization of Stretchable Electronic Systems
T. Loeher, A. Ostmann, H. Reichl,  Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin; D. Manessis,
Technische Universität Berlin

15:10 - 16:40 Test / Zuverlässigkeit
Leitung: P. Ernst, Robert Bosch GmbH, Reutlingen;
T. Thieme, memsfab, Chemnitz

15:10 - 15:40 Micro- und Nanosecurity: Sicherheit durch 
Miniaturisierung in der MST
B. Michel, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Berlin / Chemnitz; T. Winkler, Berliner
Nanotest und Design GmbH

15:40 - 16:00 Stability assessment of glass frit bonded inertial 
sensors for automotive applications: Mixed mode 
fracture mechanical parameters
K. Nötzold, K. Glien, J. Graf, R. Müller-Fiedler, 
Robert Bosch GmbH

11Programm 16.10.2007
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16:00 - 16:20 Zuverlässigkeit für elektronische Bauelemente mit
hoher Packungsdichte
B. Seiler, E. Noack, Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH;
J.-P. Sommer,  R. Dudek, B. Michel, Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Chemnitz/Berlin

16:20 - 16:40 Vollautomatisierter Test von Mikrosystemen 
auf dem Wafer
S. Giessmann, H. Geissler, F.-M. Werner, SUSS Microtec Test
Systems GmbH, Sacka; S. Kurth, Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Chemnitz; 
S. Michael, Melexis; C. Rembe; J. Klattenhoff, B. Armbruster,
Polytec GmbH; A.Shaporin, Technische Universität Chemnitz

16:40 - 18:00 Postersession und Kaffeepause

19:00 - 22:00 Empfang in der Gläsernen Manufaktur

Saal 2

10:30 - 12:00 Smarte Systeme ermöglichen patientennahe Medizin
Leitung: H. Zimmermann, Fraunhofer Institut für Biomedi-
zinische Technik, St. Ingbert; S. Howitz, GESiM mbH 
Rossendorfer Technologiezentrum, Großerkmannsdorf

10:30 - 11:00 Personalisierte Medizin: Marketing Gag oder Megatrend?
H. Wolf, Universität Regensburg

11:00 - 11:20 Potenziale von Mikro-Nano-Technologie für 
biomedizinische Anwendungen
R. Wechsung, Boehringer Ingelheim microparts GmbH,
Dortmund

11:20 - 11:40 Frühdiagnostik von Tumor- und Herz-Kreislauferkran-
kungen mittels Point-of-Care 
H. Matthis, Fraunhofer Institut für Angewandte Informa-
tionstechnik, St. Augustin

11:40 - 12:00 Intelligente Implantate im Dienste des Patienten
T. Stieglitz, Universität Freiburg - IMTEK

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:50 MST für Gesundheit
Leitung: H. Schlaak, Technische Universität Darmstadt; 
R. Günther, Altonabiotec AG, Hamburg

13:00 - 13:30 Mechanisches Mikrosystem zur Wiederherstellung der
Rückenmarkskontinuität bei Querschnittslähmung
J. Müller, C. Voss,  Technische Universität Hamburg-Harburg
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13:30 - 13:50 Fertigung eines Miniaturkraftsensors mit asymme-
trischem Grundkörper zur Anwendung bei Katheteri-
sierungen
T. Meiß,  T. Kern, S. Klages, R. Werthschützky, Technische
Universität Darmstadt; H. Bartuch, CiS Institut für Mikro-
sensorik gGmbH, Erfurt

13:50 - 14:10 IN-Ohr-Sensor für 24/7-Monitoring der Herz-Kreislauf-
Funktion
O. Brodersen, CiS Institut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt; 
K. Hübner, EnviteC-Wismar GmbH; F. Panitzsch, Audia Akustik
GmbH; S. Vogel, M. Hülsbusch, Helmholtz-Institut für Bio-
medizinische Technik der RWTH Aachen

14:10 - 14:30 Aktive hochauflösende intravaskuläre MR-Sonde in
Mikrosystemtechnik mit optischer Signalübertragung
S. Fandrey,  J. Müller, Technische Universität Hamburg- 
Harburg; S. Weiss, Philips Research Europe, Hamburg

14:30 - 14:50 Kontinuierliche Langzeitüberwachung von Vitalpara-
metern mittels eines implantierbaren Pulsoximeters
P. Bingger,  J. Fiala, S. Reichelt, F. Goldschmidtböing, 
P. Woias, H. Zappe, Universität Freiburg; K. Foerster, 
R. Klemm, C. Heilmann, F. Beyersdorf, Universitätsklinikum
Freiburg  

14:50 - 15:10 Kaffeepause

15:10 - 16:40 Mikroenergietechnik 1
Leitung: R. Zengerle, Universität Freiburg; H. Wicht, 
WTC-Wicht Technologie Consulting, München

15:10 - 15:40 Mikroenergiewandler – 
Markt- und Technologieanalyse
J. Bouchaud, WTC - Wicht Technologie Consulting, München

15:40 - 16:00 Energiewandler für autarke Mikrosysteme – 
Technologien und Einsatzpotenzial
M. Klein, DaimlerChrysler AG, Böblingen

16:00 - 16:20 Strom aus Abwärme – Versorgung autarker Sensor-
systeme in der Zustandsüberwachung
F. Volkert, Micropelt GmbH, Freiburg

16:20 - 16:40 Mikrobrennstoffzellen: Aktuelle Entwicklungen und
Einsatzfelder
C. Agert, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme,
Freiburg

16:40 - 18:00 Postersession und Kaffeepause

19:00 - 22:00 Empfang in der Gläsernen Manufaktur
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Saal 3

10:30 - 12:00 Technologie 1
Leitung: H. Seidel, Universität des Saarlandes, Saarbrücken;
G. Gerlach, Technische Universität Dresden

10:30 - 11:00 Technologieentwicklung für 1-Mega-Pixel Mikrospie-
gel-Arrays mit hohem optischem Füllfaktor und lang-
zeitstabilem Auslenkverhalten
J.-U. Schmidt, M. Friedrichs, D. Rudloff , H. Lakner, Fraunhofer
Institut für Photonische Mikrosysteme, Dresden; T. Bakke,
SINTEF, Norwegen; B. Voelker, AEMtec

11:00 - 11:20 Integrierte Drucksensoren in Keramischer 
Multilayerbauweise
U. Partsch, Fraunhofer Institut für Keramische Technolo-
gien und Systeme, Dresden; D. Arndt, H. Georgi, ADZ
Nagano-Gesellschaft für Sensortechnik mbH, Ottendorf-
Okrilla

11:20 - 11:40 Metall-Kapillardruckgießen und Dampfphasen-
Schmelzinfiltration: zwei innovative Verfahren für 
das Herstellen metallischer Mikrobauteile
F.-W. Bach, K. Möhwald, K. Hartz, Leibniz-Universität 
Hannover

11:40 - 12:00 Niedertemperatur Wafer Bonding – Entwicklung,
Charakterisierung und Anwendung
M. Rabold,  A. Doll, F. Goldschmidtböing, P. Woias, 
Universität Freiburg - IMTEK

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:50 Technologie 2
Leitung: H. Seidel, Universität des Saarlandes, Saarbrücken;
G. Gerlach, Technische Universität Dresden

13:00 - 13:30 Neue oberflächenmikromechanische Technologie 
zur Herstellung kapazitiver Sensoren auf Basis von
porösem Silizium
K. Knese, S. Armbruster, H. Benzel, Robert Bosch GmbH; 
H. Seidel, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

13:30 - 13:50 Neue Technologie in der Herstellung – 
neue Chance am Markt
T. Thieme, memsfab GmbH; A. Bertz,  T. Gessner, Technische
Universität Chemnitz; C. Dittrich, GEMAC mbH, Chemnitz
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13:50 - 14:10 Untersuchung eines neuen hochproduktiven Plasma-
verfahrens zum Entfernen von SU 8 nach der Abformung
metallischer LIGA-Mikroteile
R. Engelke, G. Ahrens, G. Grützner, micro resist technology
GmbH, Berlin; J. Mathuni, R3T GmbH;  M. Bednarzik, 
D. Schondelmaier, BESSY GmbH, Berlin

14:10 - 14:30 Laser trimming of MEMS
T. Petsch, J. Hänel,  B. Keiper, K. Bleul, 3D-Micromac AG,
Chemnitz; J. Bonitz, C. Kaufmann, Technische Universität
Chemnitz

14:30 - 14:50 Replikation von Mikrostrukturen durch 
Vakuumtiefziehen
A. Disch, C. Müller, H. Reinecke, Universität Freiburg

14:50 - 15:10 Kaffeepause

15:10 - 16:40 Innovative Materialien
Leitung: T. Otto, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration, Chemnitz; N. Fabricius, 
Forschungszentrum Karlsruhe

15:10 - 15:40 Mikrosystemtechnik in Textilien und deren Anwen-
dung
S. Gimpel, U. Möhring, D. Zschenderlein, Textilforschungs-
institut Thüringen-Vogtland e.V., Greiz

15:40 - 16:00 Flexibler taktiler Sensorarray aus polymerbasierten
Nanokompositen
R. Schwerdtner, T. Geßner, Technische Universität Chemnitz;
R. Schuberth,  T. Wunderlich, T. Otto, Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit und Mikrointegration , Chemnitz

16:00 - 16:20 Tribologie amorpher Kohlenstoffschichten auf 
mikrostrukturierten Oberflächen
A. Phataralaoha, S. Büttgenbach, Technische Universität
Braunschweig; D. Paulkowski, R. Bandorf, G. Bräuer, Fraun-
hofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik

16:20 - 16:40 Design of hydrogel-based chemical sensors: 
experiments and coupled chemo-electro-mechanical
numerical study
Z. Shi,  M. Guenther,  G. Gerlach, J. Sorber, 
Technische Universität Dresden; 
T. Wallmersperger, Universität Stuttgart

16:40 - 18:00 Postersession und Kaffeepause

19:00 - 22:00 Empfang in der Gläsernen Manufaktur
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Konferenzraum 1+2

10:30 - 12:00 Entwurf
Leitung: J. Mehner, Technische Universität Chemnitz

10:30 - 11:00 Methode zur Berechnung des Einflusses mechanischer
Verformung auf Funktionsparameter mikromechani-
scher Sensoren
H. Rank,  R. Maas, M. Heitz, Robert Bosch GmbH; J. Mehner,
T. Gessner, Technische Universität Chemnitz

11:00 - 11:20 Emulator für piezoelektrische Aktoren
B. Schemmer, H. Schlaak, Technische Universität Darmstadt

11:20 - 11:40 Generation of Multi-Energy Domain Macromodels of
Highly Perforated and Deformable Microstructures
Exposed to Squeeze Film Damping
M. Niessner, G. Schrag, G. Wachutka, Technische Universität
München

11:40 - 12:00 Untersuchungen der druckabhängigen Eigenschaften
eines in Oberflächentechnologie hergestellten 
Drehratensensors
A. Kulygin,  U. Schmid, H. Seidel, Universität des Saarlandes,
Saarbrücken

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:50 Mikro-Nano-Systeme
Leitung: W. Lang, Universität Bremen; A. Leson, Fraunhofer
Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Dresden

13:00 - 13:30 Ein Mikromassenspektrometer in MEMS-Technologie
für mobile und stationäre Anwendungen
J.-P. Hauschild, E. Wapelhorst, J. Müller, Technische Universi-
tät Hamburg-Harburg

13:30 - 13:50 Entwicklung einer planaren Radiofrequenz-Ionenfalle
M. Kröner,  M. Debatin, J. Mikosch, S. Trippel,
E. Just, R. Wester, M. Reetz-Lamour, M. Weidemüller, 
P. Woias, Universität Freiburg

13:50 - 14:10 Systemkonzept eines chipbasierten, paramagnetischen
Sauerstoffsensors
P. Krippner,  M. Wetzko, P. Szasz, ABB AG Corporate
Research; B. Andres, T. Bauer, ABB Automation GmbH
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14:10 - 14:30 Elektrothermische Aktoren aus SU-8 für den 
Einsatz in miniaturisierten Schrittantrieben
D. Eicher, H. Schlaak, Technische Universität Darmstadt

14:30 - 14:50 MEMS-Ultraschallwandlerarray für bildgebende
Anwendungen
J. Koblitz, microFAB Bremen GmbH; N. Felix, Vermon SA,
Frankreich

14:50 - 15:10 Kaffeepause

15:10 - 16:40 Autonome vernetzte Systeme (AVS) –
erste Schritte in die Anwendung
Leitung: J. Berger, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin

15:10 - 15:40 System Integration Technologies for 
Wireless Sensor Nodes
H. Reichl, M. J. Wolf, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration, Berlin

15:40 - 16:00 Grundlagen und aktuelle Herausforderungen der 
Kommunikation zwischen verteilten autonomen 
Systemen
R. Kraemer, Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus

16:00 - 16:20 IT-Sicherheitsanforderungen für die Kommunikation
zwischen verteilten autonomen Systemen
M. Ullmann, Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik, Bonn

16:20 - 16:40 Erfahrungen bei der Entwicklung eines drahtlosen Auto-
nomen Sensornetzes für die Automatisierungstechnik
P. Post, B. Kärcher, Festo AG & Co. KG, Esslingen

16:40 - 18:00 Postersession und Kaffeepause

19:00 - 22:00 Empfang in der Gläsernen Manufaktur
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Konferenzraum 3+4

10:30 - 12:00 RFID auf dem Weg von der Hochtechnologie zur
Anwendung
Leitung: P. Hauptmann, Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg; A. Nebeling, Elmos Semiconductor AG, 
Dortmund

10:30 - 11:00 Smart Active Label – Low Cost Mikrosysteme für 
Massenanwendungen
F. Kriebel, KSW Microtec, Dresden

11:00 - 11:20 Technologieintegrierte Datensicherheit bei 
RFID-Systemen
U. Waldmann, Fraunhofer Institut für Sichere Informations-
technologie SIT, Darmstadt

11:20 - 11:40 Passives RF-Identifikationssystem mit flexiblem, 
bistabilem Display
W. John, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Paderborn; G. Stönner, Deutsche Post
AG, Darmstadt

11:40 - 12:00 TRACK – neue Ansätze zur RFID-basierten Sensorik
J. Wöllenstein, Fraunhofer Institut für Physikalische 
Messtechnik, Freiburg 

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:50 Ambient Assisted Living
Leitung: G. Finking, BMBF, Bonn; J. Eicher, Boehringer 
Ingelheim microParts GmbH, Dortmund

13:00 - 13:30 Solange wie möglich im eigenen Zuhause – 
wie geht das?
E. Steinhagen-Thiessen, Evangelisches Geriatriezentrum
gGmbH, Berlin

13:30 - 13:50 Technische Hilfen ermöglichen selbständiges Leben –
Care-o-bot
C. Schaeffer, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung, Stuttgart

13:50 - 14:10 Intelligente Textilien für ein Ernährungs- und Wasser-
haushaltsmanagement – Nutriwear
K. Müller, Motorola GmbH, Taunusstein

14:10 - 14:30 Telemonitoring zur Behandlung chronischer Erkran-
kungen am Beispiel moderner Herzschrittmacher
H.-J. Wildau, Biotronik GmbH & Co.KG, Berlin
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14:30 - 14:50 Intelligente Gebäude unterstützen ihre Bewohner
K. Scherer, Fraunhofer Institut für Mikroelektronische 
Schaltungen und Systeme, Duisburg

14:50 - 15:10 Kaffeepause

15:10 - 16:40 Netzwerke
Leitung: W. Wilke, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, 
Berlin; T. Gessner,  Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration, Technische Universität Chemnitz

15:10 - 15:40 Applikationszentren für die Mikrosystemtechnik
G. Fernholz, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin

15:40 - 16:00 Branchenanalyse 2007-2010 der MST/MEMS-Industrie
H. Wicht,  J. Bouchaud, WTC - Wicht Technologie Consulting

16:00 - 16:20 IVAM – internationales Hightech-Marketing: 
Wettbewerbsfähigkeit sichern und ausbauen
C. Neuy, IVAM, Dortmund

16:20 - 16:40 Mikrosystemtechnik – neue Entwicklungen bei Silicon
Saxony, Dresden
W. Schmid, Silicon Saxony, Dresden

16:40 - 18:00 Postersession und Kaffeepause

19:00 - 22:00 Empfang in der Gläsernen Manufaktur
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Empfang in der Gläsernen Manufaktur

Volkswagen lädt die Teilnehmer des Mikrosystemtechnik-Kongresses 2007
und der YoungNet Convention am Dienstag, 17. Oktober, ab 19:00 Uhr in
die Gläserne Manufaktur zu einem Stehempfang ein. Die Teilnehmer-
zahl hierfür ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen,
da die Registrierung in der Reihenfolge der Anmeldungen erfolgt.

Die Gläserne Manufaktur, Lennéstr. 1, 01069 Dresden erreichen Sie

mit dem Auto 
Start am Ostra Ufer (ICC Dresden) Richtung Stadtzentrum. Dem Straßen-
verlauf entlang der Elbe bis zur Steinstrasse folgen, dort rechts einbiegen,
bis zur Ampel vorfahren und dann links in die Pillnitzer Strasse einbiegen.
Dem Straßenverlauf für etwa 600 m folgen und danach rechts in die
Güntzstraße einbiegen. Auf der linken Seite finden Sie nach etwa 1 km die
Gläserne Manufaktur (ca. 10 Minuten Gesamtfahrtzeit).

mit der Straßenbahn 
mit den Linien 1, 2, 4, 10, 12 und 13 bis zum Straßburger Platz. 
Die Gläserne Manufaktur befindet sich direkt auf dem Straßburger Platz
(ca. 15 Minuten Fahrzeit).

Die Anfahrt zur Gläsernen Manufaktur erfolgt individuell.

Die Abendveranstaltungen sind in der Teilnehmergebühr für den Mikro-
systemtechnik Kongress 2007 enthalten. Zusätzliche Eintrittskarten 
können über das Anmeldeformular zum Preis von € 80,- erworben werden.
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Mittwoch, 17. Oktober 2007

Großer Saal

9:00 - 10:00 Keynotes

9:00 - 9:30 Optisches Mikrofon
V. Gorelik, Sennheiser, Wedemark

9:30 - 10:00 Potenziale der Mikrosystemtechnik in der 
Biochiptechnologie
F. Bier, Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik,
Potsdam

10:00 - 10:30 Kaffeepause

Saal 1

10:30 - 12:00 Magnetische Systeme 1
Leitung: K.-H. Lust, Lust Antriebstechnik GmbH, Lahnau; 
H.-H. Gatzen, Universität Hannover

10:30 - 11:00 Tunnelmagnetoresistive Materialien für Anwendungen
in der Sensorik, Vorstellung der Innovationsplattform
Magnetische Mikrosysteme 
J. Paul, A. Gerken, Sensitec GmbH, Mainz/Lahnau

11:00 - 11:20 Neuartige Absolutwertgeber auf Basis magneto-
resistiver Sensoren
P. Velling, B. Stritzke, Lenord, Bauer & Co. GmbH, Oberhausen

11:20 - 11:40 Entwicklung von Synchron-Mikromotoren mit 
speziellen Rotoren basierend auf Polymermagneten
A. Waldschik, M. Feldmann, S. Büttgenbach, Technische
Universtät Braunschweig

11:40 - 12:00 Entwicklung eines magnetostriktiven Mikroaktors
T. Albach,  B. Baffoun, A. Sutor, R. Lerch, Universität 
Erlangen-Nürnberg

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:30 Magnetische Systeme 2
Leitung: K.-H. Lust, Lust Antriebstechnik GmbH, Lahnau; 
H.-H. Gatzen, Universität Hannover

13:00 - 13:30 Die Anwendung von magnetoresistiven Sensoren in
der Humandiagnostik
A. Huetten,  I. Ennen, N.-N. Liu, A. Schüller,  A. Weddemann,
G. Reiss, Universität Bielefeld
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13:30 - 13:50 Magnetische Mikrosysteme in der zerstörungsfreien
Materialprüfung
M. Kreutzbruck, H. Bernau,  K. Allweins, C. Strackbein, 
Universität Giessen; U. Loreit, Sensitec GmbH, Lahnau; 
R. Mattheis, Institut für Photonische Hochtechnologien,
Jena

13:50 - 14:10 Positionssensorik im Kraftfahrzeug auf der Basis 
integrierter dreidimensionaler Hallsensoren
U. Köhler,  S. Dolenec, K. Dürkopp, T. Lorenz, H. Wesselink,
Hella KGaA Hueck & Co. 

14:10 - 14:30 Magnetische und Optische Encoder Technologien 
im Vergleich
H. Scherner,  J. Quasdorf, H. Flocke, M. Hepp, iC-Haus
GmbH, Bodenheim

14:30 - 14:50 Kaffeepause

14:50 - 16:40 Perspektiven für Hightech-Gründungen
Leitung: A. Hilbert, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, 
Berlin; M. Vogel, Technische Universität Chemnitz ZfM

14:50 - 15:20 High-Tech Gründerfonds und Finanzierungsfragen für
Start ups
M. Brandkamp, High-Tech Gründerfonds Management
GmbH, Berlin

15:20 - 15:40 Von der Idee zum Markt – Erfahrungsbeispiele der
MST.factory Dortmund
H. Kopf, MST.factory Dortmund

15:40 - 16:00 Nanoelektronik – eine Chance für innovative Gründer
B. Dressel, TechnologieZentrumDresden GmbH

16:00 - 16:20 MST meets Biology: Bioscora's Lab-on-Chip System in
der Bio-City Leipzig
L. Vasilets, Bioscora GmbH, Leipzig

16:20 - 16:40 Smart Systems Campus (TechnoPark Chemnitz): 
Innovate.Develop.Create
U. Geissler, Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH

16:40 Ende des Mikrosystemtechnik-Kongresses
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Saal 2

10:30 - 12:00 Mikroenergietechnik 2
Leitung: B. Rau, Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernstthal; 
M. Klein, DaimlerChrysler, Böblingen

10:30 - 11:00 Chipintegrierter Brennstoffzellenakkumulator
M. Frank, G. Erdler, C. Müller, H. Reinecke, Universität 
Freiburg; M. Lehmann, H.-P. Frerichs, Micronas GmbH 

11:00 - 11:20 Glukose-Brennstoffzellen als autarke Energieversor-
gung für medizinische Mikro-Implantate:
S. Kerzenmacher,  F. von Stetten, R. Zengerle, Universität Frei-
burg - IMTEK; J. Ducrée, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen 

11:20 - 11:40 Piezoelektrischer Bimorphgenerator – Entwurf, 
Simulation, Messergebnisse
S. Pobering, N. Schwesinger, Technische Universität München

11:40 - 12:00 Micro Energy Harvesting durch Mikrobrennstoffzellen
B. Fleischhauer, A. Kloke,  S. Rubenwolf, K. Schuh, C. Schlipf,
M. Krüge, C. Müller, O. Prucker, H. Reinecke, J. Rühe,
F. von Stetten, R. Zengerle, P. Woias, Universität Freiburg

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:30 Mikroenergietechnik 3
Leitung: B. Rau, Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernstthal; 
M. Klein, DaimlerChrysler, Böblingen

13:00 - 13:30 Resonante mikromechanische Energiewandler
I. Kuehne,  A. Frey, D. Marinkovic, G. Eckstein, Siemens AG;
H. Seidel, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

13:30 - 13:50 Thermoelektrische Generatoren in Standard-Silizium/
Aluminium-Technologie
H. Glosch, J. Auber, M. Ashauer, S. Billat, HSG-IMIT, Villingen-
Schwenningen 

13:50 - 14:10 Hochintegrierte Thermogeneratoren für energieautarke
Sensorsysteme
J. Nurnus, A. Schubert, F. Volkert, Micropelt GmbH; 
H. Böttner, Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik,
Freiburg

14:10 - 14:30 Herstellung von Mikrobolometern auf der Basis von
Polymerkompositen
A. Nocke, M. Wolf,  H. Budzier, G. Gerlach, Technische 
Universität Dresden

14:30 - 14:50 Kaffeepause

23Programm 17.10.2007

S
a

a
l

2
S

a
a

l
1



14:50 - 16:40 Mikro-Nano-Integration für die Mikrosystemtechnik
Leitung: B. Michel, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration, Berlin/Chemnitz; J. Hofinger, 
Namos GmbH, Dresden

14:50 - 15:20 Potenziale der Mikro-Nano-Integration für die 
Mikrosystemtechnik
P. Coskina, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin

15:20 - 15:40 Berührungslose Bauteilmontage – 
ein neuer innovativer AVT-Ansatz
K.-F. Becker, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Berlin

15:40 - 16:00 Mikro-Nano-Integration am Beispiel eines neuartigen
Kohlenstoff-Nanoröhren-Aktors 
T. Koker, Forschungszentrum Karlsruhe

16:00 - 16:20 CMOS integrierte intelligente Mikrohaare
P. Gieschke, Universität Freiburg - IMTEK

16:20 - 16:40 Automatisierung in der Nanohandhabung 
A. Sill, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg

16:40 Ende des Mikrosystemtechnik-Kongresses
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Saal 3

10:30 - 12:00 Mikrosysteme für eine nachhaltige Energiewirtschaft
Leitung: J. Müller, Universität Hamburg-Harburg; F. Volkert,
Micropelt GmbH, Freiburg

10:30 - 11:00 Einsatzmöglichkeiten der Mikrosystemtechnik 
in der dezentralen Energietechnik: Stand der Technik,
Anforderungen, FuE-Bedarf
K. Ronge, Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen,
Erlangen

11:00 - 11:20 icefuel®: Neue Energieinfrastrukturen auf Basis der
Mikrosystemtechnik
G. Markowz, Degussa GmbH, Hanau

11:20 - 11:40 Mikroprozesstechnik für die Energieverfahrenstechnik
V. Hessel, IMM, Mainz

11:40 - 12:00 Miniaturisierung von thermodynamischen Maschinen
P. Woias, Universität Freiburg

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:30 Biosysteme 1
Leitung: F. Bier, Fraunhofer Institut für Biomedizinische 
Technik, St. Ingbert; L. Vasilets, Bioscora GmbH, Leipzig

13:00 - 13:30 Generation of hydrogel spots for cell biology: a new
tool for tissue engineering and stem cell culture
F. Ehrhart,  M. Gepp, H. Zimmermann, Fraunhofer Institut
für Biomedizinische Technik ; S. Howitz, GeSiM mbH, 
Großerkmannsdorf

13:30 - 13:50 Sterile Zell-Shuttle für biologische Kultursysteme
S. Fiedler, M. Zwanzig, Fraunhofer Institut für Zuverlässig-
keit und Mikrointegration, Berlin; S. Howitz, T. Wegener,
GeSiM mbH, Großerkmannsdorf

13:50 - 14:10 Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei elek-
trophysiologischen Messungen an Netzhautpräparaten
durch den Einsatz perforierter Mikroelektrodenarrays
A. Stett, T. Herrmann, K. Gutöhrlein, R. Rudorf , W. Nisch,
Universität Tübingen; K.-H. Boven, Multi Channel Systems
MCS GmbH

14:10 - 14:30 Mikroreaktorsystem als Screening-Instrument für
biologische Prozesse
S. Demming,  A. Jansen, E. Franco-Lara, R. Krull, 
S. Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig

14:30 - 14:50 Kaffeepause
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14:50 - 16:40 Biosysteme 2
Leitung: F. Bier, Fraunhofer Institut für Biomedizinische
Technik, St. Ingbert; L. Vasiltes, Bioscora GmbH, Leipzig

14:50 - 15:20 Analytikchip zur Erfassung intrazellulärer Potenziale
adhärent wachsender Zellen nach lokaler Elektro-
poration: Einleitung – biologische Aspekte.
P. J. Koester,  C. Tautorat, S. Buehler, A. Podssun,  J. Gimsa,
W. Baumann, Universität Rostock

15:20 - 15:40 Pumpenfreier Partikeltransport in mikrofluidischen
Lab-On-Chips
M. Boettcher, Fraunhofer Institut für Biomedizinische 
Technik 

15:40 - 16:00 Subzelluläre Fraktionierung in fluidischem 
Mikrosystem
A. Paulus,  A. Posch, M. Hausmann, F. Hampel, Bio-Rad 
Laboratories; G. Blankenstein, T. Tu Duong, Boehringer
Ingelheim microParts, Dortmund; J. Kentsch, B. Angres, 
D. Stoll, M. Stelzle, Universität Tübingen

16:00 - 16:20 Planares-Patch-Clamping für Hochdurchsatz-
Untersuchungen an biologischen Membrankanälen
G. Baaken, M. Sondermann,  O. Prucker, J.Behrends,  J. Rühe,
Universität Freiburg

16:20 - 16:40 CMOS-Sensorsystem zur Untersuchung elektrisch 
aktiver Zellen
R.Schrott, C. Tautorat, A. Podssun, P. J. Koester, 
W. Baumann, H. Beikrich, P. Kirchner, Universität Rostock;
G. Bausch, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig; M. Lehmann, I. Freund, Micronas GmbH, Freiburg

16:40 Ende des Mikrosystemtechnik-Kongresses
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Konferenzraum 1+2

10:30 - 12:00 Mikrofluidik 1
Leitung: S. Büttgenbach, Technische Universität Braun-
schweig; P. Woias, Universität Freiburg - IMTEK

10:30 - 11:00 Mikrofluidische Plattformen für die Miniaturisierung,
Integration und Automation von biochemischen Assays
R. Zengerle, Universität Freiburg - IMTEK

11:00 - 11:20 Thermische Strömungssensoren mit monolithisch 
integrierten Kanalstrukturen für die Messung von
kleinsten Flussraten
R. Buchner, C. Sosna, W. Benecke, W. Lang, Universität 
Bremen; P. Bhargava, Elmos Semiconductor AG

11:20 - 11:40 All-Glas Bauelemente für die flüssig/flüssig Phasen-
separation
E. Voigt,  J. Albert, G. Mayer,  W. Morgenroth, T. Henkel,
Institut für Photonische Technologien e.V., Jena

11:40 - 12:00 Integration, Automatisierung und Parallelisierung 
von Silika-basierten Nukleinsäure-Extraktionen mit
dem virtuellen Coriolis-Schalter
S. Haeberle, S. Pausch, R. Burger, S. Lutz, J. Ducrée, 
R. Zengerle, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen; 
F. von Stetten, Universität Freiburg - IMTEK; 

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:30 Mikrofluidik 2
Leitung: S. Büttgenbach, Technische Universität Braun-
schweig; P. Woias, Universität Freiburg - IMTEK

13:00 - 13:30 Sterilisierbares Mikroventil mit PNIPAAm-Hydrogelak-
tor für Lifescience-Applikationen
G. Gastrock, J. Metze, Institut für Bioprozess- und Analysen-
messtechnik; S. Howitz, GeSiM mbH, Großerkmannsdorf

13:30 - 13:50 Gesteuerte Verdampfung als fluidischer Transport-
mechanismus in geregelten Medikamentendosier-
systemen
M. Vosseler,  M. Dobmeier, M. Blaesing, M. Stehr, 
G. Aslanidis, R. Zengerle, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen

13:50 - 14:10 On-Chip Vacuum Generation: A Micromachined 
Vapor-Jet Pump
M. Doms,  J. Müller, Technische Universität Hamburg-Harburg
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14:10 - 14:30 Gasblasengetriebene Pumpe für Mikroreaktoren
N. Paust, C, Litterst, T. Metz, R. Zengerle, P. Koltay, 
Universität Freiburg - IMTEK

14:30 - 14:50 Kaffeepause

14:50 - 16:40 Spektrometer-Modulatoren
Leitung: H. Schenk, Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme, Dresden; R. Eberhardt, Fraunhofer Institut
für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena

14:50 - 15:20 Einsatz translatorischer MOEMS-Aktoren für 
FTIR-Spektrometer
T. Sander, H. Schenk, H. Lakner, Fraunhofer Institut 
für Photonische Mikrosysteme, Dresden; 
A. Kenda, W.Scherf, CTR

15:20 - 15:40 Adaptive Silikonmembranlinsen mit integriertem
Piezo-Aktor
F. Schneider, C. Müller, U. Wallrabe, Universität Freiburg -
IMTEK; U. Ulmer, D. Eberhard, Fraunhofer Institut für 
physikalische Messtechnik, Freiburg; H. Besser, W. Pfleging, 
Forschungszentrum Karlsruhe 

15:40 - 16:00 Forensische Untersuchungen mittels MEMS-
Spektrometern
R. Saupe, T. Otto, T. Geßner,  Fraunhofer Institut für Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration, Chemnitz; A. Weiss, 
Technische Universität Chemnitz; V. Stock, Colour Control
Farbmesstechnik GmbH, Chemnitz

16:00 - 16:20 NIR-Spektroskopie : Entwicklung eines miniaturisierten
MOEMS-Spektrometer für den Einsatz im NIR-Bereich
F. Zimmer,  H. Grüger, A. Heberer, T. Sandner, H. Schenk, 
H. Lakner, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosys-
teme, Dresden

16:20 - 16:40 Ultra-dünne, künstliche Facettenaugen-Kamera – 
Synergie zwischen Mikrooptik und Optoelektronik
A. Bräuer, J. Duparré,  F. Wippermann, P. Dannberg, 
Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik, Jena; S. Voltz, AWAIBA GmbH

16:40 Ende des Mikrosystemtechnik-Kongresses
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Konferenzraum 3+4

10:30 - 12:00 Round Table Gespräch: Erprobte Konzepte zur Fach-
kräftesicherung
Leitung: P. Dortans, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH,
Berlin

Vertreter/innen aus Industrie-, FuE- und Bildungseinrich-
tungen geben anhand von Kurzstatements Input für den 
Austausch über Good-Practice-Konzepte zur Fachkräfte-
sicherung.

In einer moderierten Diskussion werden unter Einbindung
des Auditoriums u. a. folgende Themen erörtert:
3Bedarfsorientierte Weiterbildungsangebote für Fachkräfte
3 Duale Studiengänge als Wettbewerbsvorteil
3 Summer School zur Nachwuchswerbung für KMU

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:30 Mikrooptik
Leitung: H. Lakner, Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme, Dresden; A. Bräuer, Fraunhofer Institut für
Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena

13:00 - 13:30 OLED – Organic Light Emitting Diodes:
Status and Perspectives
K. Leo, Technische Universität Dresden

13:30 - 13:50 Integrierte Anzeigen auf Leiterplatte auf Basis von
hocheffizienten organischen Leuchtdioden (OLED)
C. Kirchhof,  U. Todt, Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme, Dresden; M. Hofmann,  O. Schneider, 
Novaled AG

13:50 - 14:10 2D-Mikroscanner mit hoher Auslenkung zur 
Bildaufnahme
H. Schenk,  C. Drabe, T. Klose, A. Wolter, H. Lakner,  Fraunhofer
Institut für Photonische Mikrosysteme, Dresden

14:10 - 14:30 Highly reflective MEMS micro mirror for material
treatment and medical applications
J. Bonitz, C. Kaufmann, T. Gessner, Technische Universität
Chemnitz; C. Bundesmann, I.-M. Eichentopf, S. Mändl, 
H. Neumann, Leibniz-Institute for Surface Modification,
Leipzig

14:30 - 14:50 Kaffeepause

Ende des Mikrosystemtechnik-Kongresses
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Poster

1. Technologie 

1.1 Beschichtung der inneren Oberflächen in gedeckelten 
mikrofluidischen Systemen
M. Eichler,  C. Berger, M. Thomas, C.-P. Klages, Fraunhofer Institut 
für Schicht- und Oberflächentechnik, Braunschweig

1.2 Einfluss unterschiedlicher Passivierungsschichten auf die 
Bildungsrate von porösem Silizium an Strukturkanten bei der
3D-Formherstellung
A. Ivanov,  U. Mescheder, A. Kovacs, R. Huster, Hochschule Furtwangen

1.3 Comparison of low temperature bonding approaches for 
application in micro optical devices
K. Hiller, M. Hanf, S. Heinz, T. Gessner, Technische Universität 
Chemnitz; S. Kurth, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Chemnitz; N. Neumann, InfraTec GmbH, Dresden 

1.4 Untersuchung mechanischer und mikrostruktureller 
Eigenschaften von Glaslotverbindungen
B. Boettge,  J. Bagdahn, C.Dresbach, A. Graff, Fraunhofer Institut 
für Werkstoffmechanik

1.5 Herstellung und Charakterisierung von gesputterten 
Aluminiumnitrid-Dünnschichten für MEMS-Anwendungen
A. Ababneh, H. Seidel, U. Schmid, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken 

1.6 Herstellung hochpräziser planarer Mikropumpen mit Hilfe des
Direkt-LIGA-Verfahrens
J. Kouba,  I. Rudolph, C. Waberski, H.-U. Scheunemann, B. Löchel,
BESSY GmbH, Berlin; A. Voigt, M. Heinrich, G. Grützner, micro resist
technology GmbH, Berlin; F. Götz, H.-J. Lilienhof, C. Stockhofe, 
H. Hollmann, Fachhochschule Gelsenkirchen

1.7 Ableitung mikrotechnischer Prozessfolgen aus 
Funktionsbausteinen
U. Triltsch,  S.Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig

1.8 Aluminiumnitrid als piezoelektrisches Membranmaterial 
für MEMS
T. Polster,  A. Albrecht, M. Hoffmann, Technische Universität Ilmenau;
S. Michael, Melexis

1.9 Serienfertigung von metallischen und keramischen Mikrobau-
teilen mittels Kombination von 2K-Kunststoffspritzgießen 
und Galvanik bzw. Elektrophorese
J. Prokop,  J. Lorenz, V. Piotter, R. Ruprecht, J. Hausselt, Forschungs-
zentrum Karlsruhe; G. Finnah, Robert Bosch GmbH, Waiblingen

30 Mikrosystemtechnik-Kongress 2007



1.10 Galvanische Abformung von mikro- und nanostrukturiertem 
Silizium für die Herstellung metallischer Formwerkzeuge
A. Schleunitz,  J. Kouba, I. Rudolph, D. Schondelmaier, B. Loechel,
BESSY GmbH, Berlin

1.11 Laminierbarer, hochauflösender Permanentphotolack für
MEMS-Anwendungen
U. Stöhr,  P. Hoppe, P. Vulto, J. Kieninger, C. Müller, G. Urban, 
H. Reinecke, Universität Freiburg

1.12 Ein neuartiger optimierter elektrostatischer Membran-Biege-
Aktor in Silizium-Epoxid-Technologie
S. Bange,  P. Woias, Universität Freiburg - IMTEK

1.13 Plasma-Printing – ein neues Verfahren zur strukturierten 
Metallisierung von Kunststofffolien für den Einsatz in flexiblen
Leiterplatten
J. Borris,  A. Zänker, M.Thomas,  C.-P. Klages, Fraunhofer Institut für
Schicht- und Oberflächentechnik IST; A. Möbius, D. Elbick, Enthone
GmbH; R. Weidlich, GRT GmbH & Co. KG 

1.14 Kapazitiver Feuchtesensor auf flexiblem Substrat
M.-L. Bauersfeld,  J. Wöllenstein, S. Rademacher, C. Matheis, N. Barsan,
Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik; A. Oprea,  
U. Weimar, Universität Tübingen

1.15 Design, Herstellung und Charakterisierung von SU-8 
Cantilevern für AFM-Anwendungen
J. Flämig, A. Fülle, J. Hammacher, J. Saupe, W. Zahn, J. Vogel, J. Grimm,
Westsächsische Hochschule Zwickau

1.16 Hochintegrierte Sensoren und Aktoren auf Basis 
piezokeramischer Dickschichten
S. Gebhardt, U. Partsch,  A.Schönecker, Fraunhofer Institut für 
Keramische Technologien und Systeme, Dresden 

1.17 e-manufacturing with Micro Laser Sintering
T. Petsch, 3D-Micromac AG, Chemnitz; H.-U. Büse, EOS GmbH 

1.18 Laser Mikromaterialbearbeitung – ein nützliches Werkzeug für
die Mikrosystemtechnik
M. Rabold,  S. Bange, P. Woias, Universität Freiburg - IMTEK; R. Reichle,
Universität Ulm

1.19 Mikroreaktionstechnik in LTCC
T. Thelemann,  G. A. Groß, M. Fischer, Technische Universität Ilmenau

1.20 PCR im kontinuierlichen Fluss: Chips, Gerät und Methoden zur
miniaturisierten PCR
H. Becker,  C. Gärtner, microfluidic ChipShop GmbH, Jena; R. Klemm,
Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena
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1.21 Elektronenstrahlbasierte Mikroproduktion
G. Tanasie,  S. Böhm, Technische Universität Braunschweig

1.22 Multi-target reactive sputtering technology for functional
oxide thin film coatings on 6 inch wafers
V. Vidyarthi,  G.Suchaneck, G. Gerlach, Technische Universität Dresden

1.23 Nasschemisches Ätzen ultra-dünner Gläser als Substratmaterial
für miniaturisierte Bauelemente
L. Ngo,  N. Behnel, H. Seidel, U. Schmid, Universität des Saarlandes,
Saarbrücken

1.24 Mikro- und nanostrukturierte Gläser für die Mikrosystemtechnik
S. Mrotzek, D. Hülsenberg, A. Hesse, Technische Universität Ilmenau

1.25 Anwendungsorientierte Fertigungstechniken für mikrostruktu-
rierte Formeinsätze aus Metall
M. Guttmann,  M. Wissmann, M. Hartmann,  C. Mehne, R. Thelen,
M. Bruendel, T. Gietzelt, L. Eichhorn, Forschungszentrum Karlsruhe
GmbH

1.26 Electro Wetting – Transport von Mikrotropfen auf lithogra-
phisch hergestellten, ultra-hydrophoben Oberflächen
O. Mertsch,  D. Schondelmaier, A. Walter, I. Rudolph, B. Loechel, 
BESSY GmbH, Berlin

1.27 Mikrostrukturierung von Kunststoffen durch Heißprägen 
und Laserablation
M. Baum,  F. Ebling, T. Otto, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration, Chemnitz;  M. Mann,  T. Geßner, Technische
Universität Chemnitz; B. Keiper, J. Hänel, 3D-Micromac AG, Chemnitz 

1.28 Herstellung von Röntgenmasken in einem Zweistufenprozess
mit dem Photoresist CAR 44
M. Schirmer, D. Perseke, Allresist GmbH; B. Loechel,  D. Schondelmaier,
I. Rudolph, BESSY GmbH 

1.29 Prozessanalyse für das APC an Hochratebeschichtungsprozessen
K. Kabitzsch, A. Dementjev, H. Kubin, Technische Universität Dresden

1.30 Neue Verfahren zur Herstellung von Mikrobauteilen über 
flüssige Phasen
W. Michaeli, T. Kamps, Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an 
der RWTH Aachen; F.-W. Bach, K. Hartz, Leibniz-Universität Hannover; 
E. Schmachtenberg, K. Vetter, D. Schmiederer, A. Lurz,  Universität
Erlangen-Nürnberg; V. Piotter, J. Prokop, Forschungszentrum Karlsruhe

1.31 Optimierung der Prozessparameter zur spannungsarmen 
Aufbringung von SU-8-Lack auf Silizium
S. Sommer,  A. Mayr, T.Strobelt, H. Osterwinter, Hochschule Esslingen,
Standort Göppingen
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1.32 Anwendung des Direkt-LIGA-Verfahrens zur Herstellung von
Mikrostrukturen mit hohem Aspektverhältnis
B. Löchel, M. Bednarzik, C. Waberski, I. Rudolph, O. Kutz, S. Mucha, 
D. Schondelmaier, H.-U. Scheunemann, BESSY GmbH, Berlin

1.33 Heißprägen mit einem Silikonkautschukprägestempel
A. Mayr,  S. Sommer, T. Strobelt, H. Osterwinter, Hochschule Esslingen,
Standort Göppingen

2. Advanced Packaging für die MST

2.1 Vorrichtung zur parallelen Montage von Mikro-Kraftsensorarrays
und taktilen Elementen
T. Krah, S. Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig

2.2 Erzeugung von Mikrotropfen aus flüssigem Lötzinn mittels
einer hochparallelen und kontaktlosen Drucktechnik
D. Schuhmacher,  M. Alavi, H. Scheithauer, HSG-IMIT, Villingen-
Schwenningen; R. Niekrawietz, B. de Heij, P. Koltay, R. Zengerle, 
Universität Freiburg

2.3 Pneumatische Mikrogreifer für die Präzisionsmontage
B. Hoxhold, A. Burisch,  S. Büttgenbach, Technische Universität
Braunschweig

2.4 Herstellung integrierter passiver Komponenten auf Wafer Ebene
K. Zoschke, H. Reichl, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Berlin

2.5 Einfluss der Aufbau- und Verbindungstechnik auf die 
funktionalen Eigenschaften von Hallsensoren
S. Fischer, J. Wilde, Universität Freiburg 

2.6 Greifsysteme für das Fügen mit schmelzklebstoff-vorbeschichteten
Bauteilen zur Fertigung von MEMS und MOEMS
S. Rathmann,  A. Raatz, F. Dietrich, G. Hemken, S. Böhm, Universität
Braunschweig

2.7 Einsatz von Schmelzklebstoffen zur Montage von MEMS und MOEMS
G. Hemken, S. Böhm, S. Rathmann, A. Raatz, K. Dilger, Universität
Braunschweig

2.8 Einsatz von Atmosphärendruck-Mikroplasmen für die Aufbau-
und Verbindungstechnik
M. Eichler, M. Thomas, C.-P. Klages, Fraunhofer Institut für Schicht-
und Oberflächentechnik IST; B. Michel, Institut für Oberflächen-
technik, Technische Universität Braunschweig
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2.9 Eine neue Methode zur Untersuchung der durch AVT-Verfahren
verursachten thermomechanischen Spannungen mittels eines
Testchips
S. Majcherek, T. Leneke, B. Schmidt, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg

2.10 A Novel Fabrication Technology For Waferlevel Vacuum 
Packaged Microscanning Mirrors
M. Oldsen, U. Hofmann, H.-J. Quenzer, B. Wagner, Fraunhofer Institut
für Siliziumtechnologie

2.11 Elastische Schwingungen und Wellen und ihr diagnostisches
Potenzial für die AVT der Mikrosystemtechnik
B. Bendjus,  B. Köhler, A. Striegler, Fraunhofer Institut für zerstörungs-
freie Prüfverfahren

2.12 Entwicklung eines Mikromanipulators auf Basis der 
Piezo-Technologie
H. Goetze, L. Pagel, Universität Rostock

2.13 Schadensanalyse in der AVT am Beispiel bleifreier 
Lotverbindungen
W. Faust,  R. Dudek, B. Michel, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration;  T. Poller, TU Chemnitz

2.14 Chancen und Risiken autonomer verteilter Systeme
K. Schischke, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointe-
gration; K.H. Zuber, H. Reichl, Technische Universität Berlin; 
S. Beucker, Borderstep Institut

3. Entwurf

3.1 Über die Verwendung nichtlinearer Federn für miniaturisierte
Vibrationswandler
D. Spreemann,  D. Maurath, D. Hoffmann, B. Folkmer, HSG-IMIT, 
Villingen-Schwenningen; Y. Manoli, Universität Freiburg - IMTEK

3.2 Ordnungsreduktion als Simulationsmethode zur Berücksichti-
gung von Einflüssen der Aufbau- und Verbindungstechnik in 
der MEMS-Gesamtsystemsimulation
D. Gugel, Robert Bosch GmbH; W. Dötzel, J. Mehner, Technische 
Universität Chemnitz

3.3 Einflüsse auf die Laufzeitbestimmung bei der transienten 
FEM-Simulation von akustischen Sender-Empfänger-Anordnungen
S. Friedrich, SICK Maihak; G. Pfeifer, Technische Universität Dresden
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4. MST für Gesundheit

4.1 Eye-Cam: Sprachgesteuerte Miniaturkamera integriert in 
einer Brille
D. Hradetzky,  K. Kliche, B. Ehrbrecht, R. Zengerle, L. Anka, HSG-IMIT,
Villingen-Schwenningen

4.2 Vollintegrierter aktiver Mikroport im PDA-Format: System, 
Performance und Applikationen
A. Geipel,  F. Goldschmidtböing, A. Doll, P. Woias, Universität Freiburg -
IMTEK; U. Massing, P. Jantscheff, N. Esser, Tumor Biology Center 
Freiburg

4.3 A new miniaturized Electronic Pill (ePille®) for mass medical
application with bi-directional communication system
N. Fawaz, University of Applied Sciences Offenburg; D. Jansen, 
Institut für angewandte Forschung

4.4 Bioimpedance Spectroscopy with Textile Electrodes (BIS)
N. Zimmermann, G. Medrano, T. Gries, S. Leonhardt, RWTH Aachen 

4.5 Minimalinvasive Chirurgie: Entwicklung eines Mikroaktor-
systems für die Resektion von erkrankten Aortenklappen
M. Leester-Schädel,  S. Demming, C. Lesche,  R. Quaden, 
S. Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig; G. Lutter, 
J. Cremer, Universitätsklinikum Schleswig Holstein

4.6 Micro-needle Based Electrode Arrays for Surface 
Electromyography
P. Ruther, B. Lapatki, A. Trautmann, O. Paul, Universität Freiburg

4.7 NeuroProbes – Development of Modular Multifunctional Probe
Arrays for Neuroscience
P. Ruther,  S. Herwik , S. Kisban, K. Seidl, B. Rubehn, N. Haj Hosseini, 
O. Paul, T. Stieglitz, R. Zengerle, J. Steigert, M. Daub, Universität 
Freiburg; S. Spieth, Hahn-Schickard-Gesellschaft

5. Mikro-Nano-Systeme

5.1 Planar Micro Flame Ionisation Detector
W. Kuipers, J. Müller, Technische Universität Hamburg-Harburg

5.2 Cantilever-Based Tactile Sensor with Improved Sensitivity 
for Dimensional Metrology of Microcomponents
S. Spinner,  M. Cornils, O. Paul,  P. Ruther, Universität Freiburg

5.3 Development of an Inertial Navigation System for Determining
the Pose of a Mobile Vehicle
H. Qasem Mahamda,  O. Gorgis, M. Kostic, L. Reindl, 
Universität Freiburg
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5.4 Aufbau und Charakterisierung eines mikroelektromechanischen
Torsionssensors für die Hochfrequenzspannungsmessung
J. Dittmer,   S. Büttgenbach, Technische Universität Braunschweig; 
R. Judaschke, Physikalisch-Technische Bundesanstalt

5.5 Tactile CMOS-Integrated 3D Force Sensor System
P. Gieschke,  M. Doelle, A. Trautmann, P. Ruther,  O. Paul, Universität
Freiburg; B. Levey, University of Michigan, Ann Arbor, USA 

5.6 Energieeffizienz in drahtlosen Sensornetzen
D. Lill, Steinbeis Research Institute Wireless Communication

5.7 Wireless Sensors for Infrastructureless Outdoor Localization 
for eSafety Traffic Applications
A. Sikora, Berufskademie Lörrach

5.8 Kommunikationsfähiges Sicherheitssystem zur gezielten 
Deaktivierung sicherheitsrelevanter Funktionselemente
K. Weiß, Ing-Büro Dr. Weiß, Jena; T. Görnig, Conti Temic microelec-
tronic GmbH; H. Bartuch, CiS Institut für Mikrosensorik gGmbH, Erfurt

6. Mikroenergietechnik 

6.1 Micromachined energy scavengers for wireless 
autonomous sensor nodes
D. Hohlfeld, G. Altena,  N. El Ghouti, V. Pop, R. Vullers, J. De Boeck,
IMEC Nederland

6.2 Textile Mikrosysteme zur Energieumwandlung und -speicherung
A. Neudeck, U. Möhring, W. Scheibner, F. Thurner, Y. Zimmerman,
TITV, Greiz

6.3 Electrostatic Micro Energy Harvesting Devices based on 
SOI Technology
U. Bartsch,  J. Gaspar, P. Ruther, O. Paul, Universität Freiburg

6.4 Hydrogen Generation for Micro Fuel Cells
R. Hahn,  S. Wagner, H. Reichl, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration; K. Höppner, C. Meumann,  S. Krumbholz, 
Technische Universität Berlin;

6.5 Konzepte zur ereignisdiskreten Regelung verteilter Prozesse
P. Hilgers, Universität Freiburg - IMTEK; C. Ament, Universität Ilmenau

6.6 Angewandtes „Micro Energy Harvesting“-Systemkonzept für
energieautarke Mikrosysteme
U. Bartsch, C. Bretthauer, T. Hehn,  B. Mack, T. Ungan, O. Paul, Y. Manoli,
L. Reindl, H. Reinecke, U. Wallrabe, P. Woias, Universität Freiburg

6.7 Thermoelektrische Strukturen für wärmeoptimierte Dünnschicht-
Thermogeneratoren und zur Temperaturmessung
N. Kockmann, P. Woias, Universität Freiburg
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6.8 Mikrosystemtechnische Lichtlenksysteme auf der Basis von
Mikrospiegelarrays für Photovoltaische Anlagen an Gebäuden
J. Ackermann, V. Viereck,  D. Nethaji, H. Hillmer, Universität Kassel

7. Innovative Materialien

7.1 PDMS Membran mit partiell verteilten Magnetpartikeln 
für Schalteranwendungen
S. Voigt,  A. Morschhauser, Technische Universität Chemnitz 

7.2 Permanentmagnetische Polymermembranen für 
mikrofluidische Aktorik
A. Morschhauser,  J. Nestler, S. Voigt, T. Gessner, Technische Universität
Chemnitz; T. Otto, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Chemnitz

7.3 Synthese von Nanopartikeln in Mikromischern
N. Kockmann, J. Kastner, S. Dreher, P. Woias, Universität Freiburg

7.4 Conducting silver hybrid particles for RFID applications
A. Türke, Fraunhofer Insitut für Photonische Mikrosysteme, Dresden;
A. Pich, H.-J. Adler, W.-J. Fischer, Technische Universität Dresden

7.5 Kontrollierte Benetzung von mikro- und nanostrukturierten
Oberflächen
C. Dorrer, O. Prucker, J. Rühe, Universität Freiburg

7.6 Integriertes Sensornetzwerk zur Erfassung von Stoßvorgängen
in Faserverbundwerkstoffen
K.-U. Roscher, H. Grätz,  A. Heinig, Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme, Dresden; W.-J. Fischer, G. Pfeifer, E. Starke, 
Technische Universität Dresden

7.7 Hydrophobic Coatings for MEMS
M. Doms,  H. Feindt, J. Müller, Technische Universität Hamburg-Harburg

7.8 Optimierung der Kavitätenverformung von Mikroplasma-
Stempeln zur selektiven Behandlung von Oberflächen bei
Atmosphärendruck
N. Lucas,  A. Hinze, C.-P. Klages, S. Büttgenbach, Technische Universität
Braunschweig

8. Test / Zuverlässigkeit

8.1 Der verborgene Blistertest – eine neuartige zerstörungsfreie
Testmethode zur Haftfestigkeitscharakterisierung von 
Full-Wafer-Bondverbindungen
M. Rabold, A. Doll, F. Goldschmidtböing, P. Woias, 
Universität Freiburg - IMTEK
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8.2 Characterization of the DRIE Fabrication of 
Cell-Penetrating Microneedles
J. Held, J. Gaspar, P. Ruther, O. Paul, Universität Freiburg

8.3 Real-Time PCR auf stationären Chipthermocyclern
J. Felbel, S. Julich, A. Reichert, M. Kielpinski, M. Urban, 
T. Henkel, Institut für Photonische Technologien, Jena

8.4 Assistenzsystem für die Modellbildung zur Mess-
unsicherheitsbewertung in der Mikrosystemtechnik
K. Weißensee,  O. Kühn, S. Heidenblut, S. Ohrmann, 
Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen

8.5 Charakterisierung mikrooptischer Abstandssensoren 
aus einer Versuchsfertigung – Beurteilung der Bauteil-
toleranzen und Montagetoleranzen
U. Hollenbach,  M. Gartner, T. Grund, J. Mohr, Forschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH

8.6 Fabrication and test of piezoresistive cantilever sensors
for high-aspect-ratio micro metrology
E. Peiner, M. Balke, Technische Universität Braunschweig; 
L. Doering, U. Brand, Physikalisch-Technische Bundesanstalt;
H. Bartuch, S. Völlmeke, CiS Institut für Mikrosensorik gGmbH,
Erfurt

8.7 A System for the Calibration and Reliability Testing of
MEMS Devices Under Mechanical Stress
S. Spinner, I.Polian, B. Becker,  P. Ruther, O. Paul, 
Universität Freiburg

8.8 Microtensile Testing of Thin-Film Materials
J. Gaspar,  M. Schmidt, J. Held, O. Paul, Universität Freiburg

8.9 Optische Qualitätskontrolle für hoch parallelen 
Microarray-Printer
N. Wangler, R. Zengerle,  P. Koltay, Universität Freiburg -
IMTEK

8.10 MEMS Characterization Technique Based on Special
Designed Test-Structures
A. Shaporin, W. Dötzel, R. Forke,  J. Mehner, Technische 
Universität Chemnitz

8.11 Fehlerlokalisierung und Ermittlung von Geometrie- und 
Materialparametern mikromechanischer Systeme mit-
tels dynamischer Messverfahren zu frühen Produktions-
schritten
R. Gerbach, F. Naumann, M. Ebert, J. Bagdahn, Fraunhofer
Institut für Werkstoffmechanik
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8.12 Bulge Testing of Silicon Nitride Thin Films at the Wafer Level
J. Gaspar, O. Paul, Universität Freiburg; T. Smorodin, 
M. Stecher,  Infineon Technologies AG, München

8.13 Zerstörungsfreie Geometrieparameterbestimmung an einem
Beschleunigungssensorarray
M. Dienel, W. Dötzel, Technische Universität Chemnitz

8.14 Dehnungsanalyse an ultradünnen Siliziumchips nach dem
Umschmelzen von Gold/Zinn-Bumps
K. Hungar,  U. Schnakenberg, W. Mokwa, RWTH Aachen

8.15 Sensor Calibration using an Extension of van der Pauw's Sheet
Resistance Determination Method
M. Cornils, O. Paul, Universität Freiburg - IMTEK

8.16 Einfluss von Verlustmechanismen in OFW-Bauteilen auf die 
Akustomigration
T. Jewula,  W. Ruile, H. Zidek, EPCOS AG; D. Courty, Forschungszentrum
Karlsruhe; L. Reindl, Universität Freiburg

8.17 Bewertungssystem zum Vergleich und zur Auswahl von 
Sensoren in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik
J. Fleischer, J. Peters, I. Behrens, Universität Karlsruhe (TH)

8.18 Methoden zur Sensorfusion und hybriden Zustandsschätzung 
in der Mikrosystemtechnik
H. von Rosenberg,  G. Hörcher, Fraunhofer Technologie-Entwicklungs-
gruppe TEG; J. Wagner, Universität Stuttgart

9. Mikrofluidik 

9.1 Low-cost Strömungssensoren mit Chip-integrierter Fluid-
führung für Anwendungen in der Medizintechnik
S. Billat, K. Kliche, R. Ghronmaier, P. Nommensen, J. Auber, F. Hedrich,
M. Ashauer, R. Zengerle, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen

9.2 Mikrostrukturierte Gasverteilerstrukturen für den passiven
Wasseraustrag aus PEM-Brennstoffzellen
T. Metz, N. Paust, C. Müller,  R. Zengerle, P. Koltay, 
Universität Freiburg - IMTEK

9.3 Geregeltes Mikrodosiersystem für Flüssigkeiten und portable
Anwendungen
M. Götz,  M. Storz,  M. Ashauer, R. Zengerle, HSG-IMIT, 
Villingen-Schwenningen

9.4 Planar-integrierte mikrofluidische Versuchskammer mit 
elektro-akustischer Strömungserzeugung für mikrobiologische
Untersuchungen
M. Gruber, T. Seiler, R. Heming, FernUniversität Hagen

39Poster

P
o

s
t

e
r



9.5 PipeJet 4.5 mm – Kostengünstiger Kompakt-Nanoliter-Dosierer
im Mikrotiterplattenformat
L. Riegger, W. Streule, C. Henze, P. Koltay, R. Zengerle,  Universität
Freiburg

9.6 Elektrostatisch angetriebenes Silizium-Membranventil für 
Gasanalysesysteme
H. Feindt,  J. Müller, A. Sükrü Cubukcu,  Technische Universität 
Hamburg-Harburg

9.7 Module zur homogenen Mischung von Zellsuspensionen und
deren Prozessierung in Mikrofluidik-Chips
J. Schumacher, A. Grodrian, K. Lemke,  R. Römer, J. Metze, Institut 
für Bioprozess- und Analysenmesstechnik, Heilbad Heiligenstadt; 
T. Henkel, Institut für Photonische Technologien e.V., Jena

9.8 Peristaltische Ein-Membran-Mikropumpe mit zwei aktiven 
Ventilen
A. Geipel, F. Goldschmidtböing, P. Woias, P. Katus, 
Universität Freiburg - IMTEK

9.9 Massensensitives Sensor-Fließsystem zur CRP-Diagnostik
M. Michalzik, A. Balck, L. Al-Halabi,  M. Hust, S. Dübel, S. Büttgenbach,
Technische Universität Braunschweig

9.10 PipeJetTipTM – Nanoliter-Dosierer mit kostengünstigen 
Dosierelementen und eingebautem Reservoir
W. Streule,  R. Zengerle, P. Koltay, Universität Freiburg - IMTEK; 
K. Hiltmann, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen; M. Arnold, 
HSG-IMAT, Stuttgart; H. Kück,  Universität Stuttgart

9.11 Mikropumpe mit integrierter Dosierkontrolle
F. Goldschmidtböing, H. Witte,  S. Schwarz, A. Geipel, A. Doll, 
M. Rabold, P. Woias, Universität Freiburg - IMTEK

9.12 Entwicklung eines mikrofluidischen Analysesystems zur 
Absorptions- und Fluoreszenzmessung
K. Dornbusch, M. Schimmelpfennig, K.-H. Feller, Fachhochschule Jena

9.13 Miniaturisierter kalorimetrischer Strömungssensor auf der
Basis mikrostrukturierbaren Glases – FOTURAN-Technologie
T. Schönstein, IST AG, Schweiz

10. Magnetische Systeme

10.1 Mikro-Magnetometer nach dem Fluxgate-Prinzip für Anwendun-
gen in der Roboter-Sensorik: Design und mikrotechnologischer
Fertigungsprozess
M. Kirchhoff, J. Güttler, S. Büttgenbach,  Technische Universität
Braunschweig
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10.2 Miniaturization of a Resonant Magnetic Sensor Using 
Optimized Planar Magnetic Concentrators
S. Brugger, O. Paul, Universität Freiburg

10.3 Experimentelle Untersuchung des Einflusses der 
Polschuhneigung auf das Bewegungsverhalten von elektro-
magnetischen Aktoren
S. Schonhardt, C. Müller, U. Wallrabe, Universität Freiburg - IMTEK; 
U. Hollenbach, J. Mohr, K. Bade, Forschungszentrum Karlsruhe

10.4 Magnetic systems for airport and road traffic surveillance
H. Gao, U. Hartmann, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

11. Biosysteme 

11.1 Analytikchip zur Erfassung intrazellulärer Potenziale adhärent
wachsender Zellen nach lokaler Elektroporation: Einleitung –
elektrotechnische Aspekte.
C. Tautorat, P. J. Koester,  S. Buehler, A. Podssun, J. Gimsa, 
W. Baumann, Universität Rostock

11.2 Maßgeschneiderte Oberflächen für die kontrollierte Adhäsion
und das gerichtete Wachstum von Zellen
A. Wörz, B. Berchtold,  S. Kandler, O. Prucker, U. Egert, A. Aertsen, 
J. Rühe, Universität Freiburg

11.3 Eine neue Biochipplattform für die klinische Diagnostik
T. Brandstetter, K. Wagner, T. Brefka,  M. Moschallski, O. Prucker, 
J. Rühe, Universität Freiburg; T. Neumann, UCSB MRL, USA

11.4 Vitality and Functionality of Pancreatic Islets and Multicellular
Spheroids after Cryopreservation in Micro-Cryosubstrates with
Automatic Addition of Cryoprotectants
A. Katsen-Globa,  J. Schulz, F. Ehrhart, H. Zimmermann, Fraunhofer
Institut für Biomedizinische Technik; P. Feilen, Universitätsklinikum
der Johannes Gutenberg-Universität

11.5 Systemanalyse eines pneumatischen Infrarot-Detektors mit
kapazitiver Auslese als einfaches Modell für die infrarotempfind-
lichen Rezeptoren des Schwarzen Kiefernprachtkäfers
H. Bousack, A. Offenhäusser, Forschungszentrum Jülich

11.6 High speed video analysis of µ-capsule formation for life 
science applications
F. Ehrhart, I. Meiser,  S. Shirley, H. Zimmermann, Fraunhofer Institut
für Biomedizinische Technik; V. Sukhourukov, Chair for Biotechnology 

11.7 Novel lab-on-chip system for detection of posttranslational
modification activities
L. Vasilets, J. Nerkamp, M. Braun, Bioscora GmbH, Leipzig
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12. Mikrooptik

12.1 Laser-Display-System auf Basis von MEMS-Scannern
H. Specht, C. Kaufmann, T. Gessner, W. Dötzel, Technische Universität
Chemnitz; S. Kurth, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, Chemnitz

12.2 Integrierte optoelektronische Sensoren basierend auf 
OLED-on-CMOS
U. Vogel, D. Kreye,  S. Reckziegel, M. Toerker, J. Amelu, Fraunhofer
Institut für Photonische Mikrosysteme, Dresden

12.3 Optimierung und Charakterisierung eines Membranspiegels 
zur dynamischen Fokussierung
U. Mescheder,  R. Huster, W. Kronast, Hochschule Furtwangen; 
T. Hellmuth, K. Khrennikov, Hochschule Aalen

12.4 Optimierung der dynamischen Deformation von Mikroscanner-
spiegeln
T. Klose, A. Wolter, T. Sandner,  H. Schenk, Fraunhofer Institut für 
Photonische Mikrosysteme, Dresden

12.5 Aktiv-Matrix Mikrodisplays auf Basis integriert realisierter 
organischer Leuchtdioden
D. Kreye,  U.Vogel,  J. Amelung, M. Toerker, Fraunhofer Institut für
Photonische Mikrosysteme, Dresden

12.6 Miniaturisierte Laserprojektionssysteme basierend auf 
zweidimensionalen resonanten Mikroscannerspiegeln
M. Scholles, K. Frommhagen, C. Gerwig,  H. Lakner, H. Schenk, 
M. Schwarzenberg, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosys-
teme, Dresden; A. Bräuer, Fraunhofer Institut für Angewandte Optik
und Feinmechanik, Jena

12.7 Flächige Leuchtquellen für die Mikrosystemtechnik auf Basis
organischer Leuchtdioden (OLED)
J. Amelung, M. Toerker, C. May,  Y. Tomita, F. Loeffler, T. Huyn Gil,
R. Hermann, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, Dresden

12.8 Polymermaterialien für zukünftige mikrooptische Bauelemente
A. Klukowska, K. Pfeiffer, U. Ostrzinski, M. Fink, G. Grützner, micro
resist technology GmbH; R. Himmelhuber, The University of Arizona,
USA; R. Houbertz, H. Wolter, Fraunhofer Institut für Silicatforschung

12.9 Direkte und inverse Kinematik für ein Lasertrackersystem mit
Galvanometerscanner
C. Wachten,  C. Müller, H. Reinecke, Universität Freiburg; C. Ament,
Universität Ilmenau

12.10Entwicklung einer modularen Fertigungseinrichtung zur 
präzisen Justierung von faseroptischen Komponenten
L. Schaefer, M. Zimmermann, M. Rank,  Bayerisches Laserzentrum gGmbH
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12.11 Herstellung und optische Charakterisierung Siliziumnitrid-
basierender photonischer Kristalle für Anwendungen im 
sichtbaren Bereich
J. Kouba, W. Eberhardt, B. Loechel, BESSY GmbH, Berlin

13. Spektrometer-Modulatoren

13.1 Neuartiger MST-Ansatz zur Realisierung kostengünstiger
Systeme zum „Hyperspectral Imaging“ im NIR
T. Egloff, H. Grüger,  F. Zimmer, M. Scholles, H. Schenk, H. Lakner,
Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, Dresden

13.2 MEMS-Mikrospiegelarrays für die Adaptive Optik
A. Gehner,  M. Wildenhain, J. Knobbe, M. Wagner, Fraunhofer Institut
für Photonische Mikrosysteme, Dresden

13.3 Hochauflösende Flächenlichtmodulatoren auf Basis von 
Mikrospiegelmatrizen
M. Wagner,  P. Duerr, U. Dauderstädt, A. Gehner, M. Friedrichs,
J.-U. Schmidt, H. Lakner, Fraunhofer Institut für Photonische 

Mikrosysteme, Dresden

13.4 Innovative Lichtlenksysteme zur Tageslichtnutzung und 
zur Wärmeregulierung in Gebäuden auf der Basis von 
Mikrospiegelarrays
V. Viereck, Q. Li, A. Jäkel, S. Werner, J. Ackermann, D. Nethaji, 
H. Hillmer, Universität Kassel

13.5 Methode zur Verbesserung der Planarität von 
Flächenlichtmodulatoren
P. Duerr, D. Kunze, Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme,
Dresden

14. Sonstiges

14.1 Drahtlose Überwachung physikalischer Parameter in metalli-
schen Behältern für luftfahrtbezogene Anwendungen
L. Ngo, H. Seidel, U. Schmid, Universität des Saarlandes, Saarbrücken;
M. Kluge,  J. Sabater, J. Schalk, EADS Deutschland GmbH

14.2 Direkt-LIGA-NiFe-Zahnräder mit extremen Aspektverhältnisse
für Micro Harmonic Drive®-Getriebe
R. Degen, U. Kirsch, Micromotion GmbH; G. Grützner, G. Ahrens, 
R. Engelke, micro resist technology GmbH, Berlin; B. Löchel,  
M. Bednarzik, BESSY GmbH, Berlin

14.3 „Intelligenz im Metall“ – Einsatz der Mikrosystemtechnik 
zur Zustands- und Prozessüberwachung im Anlagen- und
Maschinenbau
R. Huber,  T. Jaeger,  Applikationszentrum pro-micron hybride 
Mikrosysteme
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14.4 Modellbasierte Verfahren zur Bestimmung der Luftgüte
A. Peter, Universität Freiburg; C. Ament, Universität Ilmenau; 
M.-L. Bauersfeld, S. Rademacher, J. Wöllenstein, Fraunhofer Institut
für Physikalische Messtechnik, Freiburg;  J. Kritwattanakhron, 
A. Kovacs, B. Müller, U. Mescheder, HFU Furtwangen

14.5 PARVUS – Größenangepasstes Handhabungsgerät für die 
Desktop-Factory
A. Burisch,  A. Raatz,  B. Hoxhold, Technische Universität Braunschweig;
R. Degen, Micromotion GmbH

14.6 Demonstration des Einsatzes flächiger low-cost-Sensoren am
Beispiel eines trainingsunterstützenden Tischtennisschlägers
R. Schuberth,  T. Wunderlich, T. Otto, T. Geßner, Fraunhofer Institut
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Chemnitz / Berlin; 
R. Schwerdtner, Technische Universität Chemnitz

14.7 SensFloor®: Ein großflächiges Sensorsystem für Ambient-Assisted-
Living-Anwendungen
A. Steinhage,  C. Lauterbach, Future-Shape GmbH

14.8 Layout und Integration eines gassensitiven Pd-Gate 
Feldeffekttransistors
T. Frers, U. Hilleringmann, Universität Paderborn

14.9 Optimierung eines Fluoreszenzmessplatzes zur 
Komponentenanalyse
M. Schimmelpfennig, M. Bannert,  K.-H. Feller, Fachhochschule Jena

14.10 ST1 – ein freiprogrammierbarer Schaltkreis für 125 kHz 
Transponderlösungen
H. Grätz,  A. Heinig, F. Deicke, Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme, Dresden; W.-J. Fischer, Technische Universität Dresden

14.11 The Center for Non-Destructive Nano Evaluation (nanoEVA), 
a New Research Facility in Dresden
M. Oppermann, K.- J. Wolter,  Technische Universität Dresden; 
H. Heuer, N. Meyendorf, Fraunhofer IZFP

14.12 Mikrosystemtechnische Sensoren zum Life-Cycle-Monitoring
von Automobilelektronik
D. Pustan, J. Wilde, Universität Freiburg - IMTEK
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Saal 4

Nachwuchsforum

Der Mikrosystemtechnik-Kongress soll nicht nur Fachleute über neueste
Entwicklungen informieren. Der öffentliche Bereich rund um die Mikro-
welten-Zukunftswelten-Ausstellung und den Nano-Truck des BMBF dient
der Information der Öffentlichkeit und besonders des Nachwuchses. 
Die Besucherinnen und Besucher dieses frei zugänglichen Bereichs wer-
den durch Hands-On-Versuche und Experimentalprojekte auf die Einsatz-
gebiete und das Potenzial der Mikrosystem- und Nanotechnologien auf-
merksam gemacht. Ausstellungsstände von Unternehmen, Bildungsträ-
gern und Hochschulen informieren über Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten sowie (regionale) Arbeitgeber. Auch die am Kongress beteilig-
ten Unternehmen und Forschungseinrichtungen können sich über aktu-
elle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und Kontakte zu
potenziellen Partnern in diesem Bereich knüpfen.

Auszubildende Mikrotechnologin vom Ferdinand-Braun-Institut 
©Wiedl

Der öffentliche Bereich wird organisiert durch die Aus- und Weiterbil-
dungsnetzwerke für die Mikrosystemtechnik (AWNET) gemeinsam mit
Partnern aus der Region Sachsen, um der Öffentlichkeit und vor allem den
Technikern/-innen und Ingenieuren/innen von morgen die spannende
Welt der Mikrosystemtechnik und vorhandene Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten aufzuzeigen.
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YoungNet Convention
Studium und dann? 
Wie Elektro-Ingenieure ihren 
Traumjob finden

Auf der YoungNet Convention des VDE 
erfahren angehende Ingenieure der
Elektro- und Informationstechnik alles 
über den perfekten Berufseinstieg

Mit Experten diskutieren, den Weg zum Traumjob finden und Kontakte
knüpfen – dies und noch viel mehr bietet die YoungNet Convention des
VDE allen Studierenden der Elektro- und Informationstechnik am 15. Okto-
ber 2007 in Dresden. In Vorträgen und Workshops erfahren Studierende
alles über das Berufsbild des (Elektro-)Ingenieurs sowie über den perfek-
ten Berufseinstieg. Auf der Firmenkontaktbörse präsentieren sich Top-Fir-
men aus allen technischen Bereichen dem Nachwuchs. Mikro- und Nano-
technologie, Photonische Mikrosysteme, System- und Chipentwurf sind
die Top-Themen der YoungNet Convention.

15. Oktober 2007

Forum 1

10:30 - 12:30 Nanostrukturen
Dr. Lothar Bischoff, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf

Innovative Photonische Mikrosysteme
Prof. Dr.-Ing. Hubert Lakner, Fraunhofer Institut für 
Photonische Mikrosysteme, Dresden

13:30 - 15:30 System- und Chipentwurf der Kommunikationstechnik 
der nächsten Generation
Dr. Matthias Weiss, NXP, Dresden

Elektronikforschung und -entwicklung bei Volkswagen
Dr. Will Specks, Volkswagen AG, Wolfsburg

Forum 2

10:30 - 12:30 Berufsbilder des Ingenieurs
Forumsteilnehmer: Claudia Berg, Volkswagen AG, Wolfsburg,
Dr. Thorsten Dräger, Signalion GmbH, Dresden, N. N., Brunel,
Bremen
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13:30 - 15:30 Herausforderung Globaler Markt – Der Schutz geistigen
Eigentums
Karsten Schwipps, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerbli-
chen Rechtsschutz und Urheberrecht, Juristische Fakultät der
TU Dresden

Forum 3

10:30 - 12:30 Silicon Saxony
Wolfgang Schmid, Qimonda, Vorstandsvorsitzender Silicon
Saxony e.V., Dresden (angefragt)

EUREL – the European Network
N.N., Brüssel, Belgien 

13:30 - 15:30 Herausforderung Präsentieren
Dr. Angelika Schellenberg, Consultant, Leipzig (angefragt) 

Podiumsdiskussion

16:00 - 17:30 Werteorientierte Unternehmensführung, Solidarität und 
Verantwortung in einer globalisierten Welt
Podiumsteilnehmer:  Dieter Münk, IBM Germany, Stuttgart, 
Prof. Dr. Helmut Klausing, VDE, Frankfurt, u. a.

Firmenkontaktbörse

Erfahren Sie Unternehmen der Mikrotechnologie-Branche hautnah:

3 Informieren Sie sich
3 Strecken Sie Ihre Fühler aus
3 Knüpfen Sie erste Kontakte
3 Sichern Sie sich Ihren Praktikumsplatz
3 Finden Sie die geeignete Betreuung für Ihre Diplomarbeit 
3 Networken Sie sich zu Ihrem Traumjob

Rahmenprogramm am 14. Oktober 2007

3 Führung in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden
3 Stadtrallye 
3Get-Together

Informationen zu Anmeldung, Stornierung und Unterkunft:

www.vde.com/convention
Marlen Liesen, Tel.: 069 6308-386, E-Mail: marlen.liesen@vde.com
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Allgemeine Hinweise

Bei Fragen zum Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 wenden Sie sich bitte an: 

VDE-Konferenz Service
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main / Deutschland
Telefon: +49 (0)69 6308-229/-477 
Telefax: +49 (0)69 96315213 
E-Mail: vde-conferences@vde.com
www.vde.com

Anmeldung zum Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 

Die Anmeldung zum Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 erfolgt über den
VDE-Konferenz Service. In der Heftmitte finden Sie das Anmeldeformular.
Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig anzumelden, da insbesondere für die
Abendveranstaltung am 16. Oktober 2007 nur ein begrenztes Kontingent
an Plätzen zur Verfügung steht. Die Reservierung erfolgt in der Reihen-
folge der Anmeldungen und erst nach vollständiger Bezahlung des
Tagungsbeitrags. 
Unter www.mikrosystemtechnik-kongress.de können Sie sich auch online
anmelden.

Teilnahmegebühren

Fachtagung und Anmeldung nach 
Abendveranstaltungen dem 14. 9. 2007 

Vortragende Referenten € 450,- € 550,-

Persönliche VDE/VDI-Mitglieder* € 630,- € 730,-

Nichtmitglieder € 690,- € 790,-

Hochschulangehörige € 450,- € 550,-

Promotionsstudenten* € 300,- € 400,-

YoungProfessionals (VDE-Mitglied) * € 160,- € 200,-

Studierende (VDE/VDI-Mitglieder) */** € 25,- € 35,-

Studierende (Nichtmitglieder) */** € 60,- € 80,-

Abendveranstaltung Zusatzticket*** €  80,- € 80,-

Tageskarte (ohne Abendveranstaltung) 50% Rabatt 40% Rabatt

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Tagungsband inkl. CD-ROM, Pausen-
getränke und Mittagsimbisse sowie die Abendveranstaltungen am 
15. und 16. Oktober 2007.
* Ermäßigung nur bei Übersendung einer Kopie des Mitglieds- bzw. 
Studentenausweises
** Ohne Tagungsband/nur CD-ROM
*** nach Verfügbarkeit der Plätze
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Bezahlung der Teilnahmegebühr

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr erst nach Erhalt der Rechnung
auf das angegebene Konto. Bei der Überweisung ist unbedingt der Name
des Teilnehmers und die Rechnungs-Nr. anzugeben. Sie können die
Tagungsgebühr auch von Ihrem Kreditkarten-Konto abbuchen lassen.
Bitte geben Sie dazu (auf dem Anmeldeformular) die Kreditkarten-Infor-
mationen an.

Bei kurzfristigen Anmeldungen bitten wir, die Teilnahmegebühr in bar, per
Euroscheck oder per Kreditkarte im Kongressbüro im Congress Center
Dresden zu entrichten. 
Bei Anmeldungen aus dem Ausland kann die Zahlung nur mit Kreditkarte
erfolgen.

Hinweis: Die verbindliche Reservierung für die Tagung erfolgt erst nach
Eingang Ihrer Zahlung!
Teilnehmer, die sich erst vor Ort anmelden, müssen damit rechnen, dass
kein Tagungsband ausgehändigt werden kann.

Stornierung

Bei Stornierung bis zum 14. September 2007 (Datum des Poststempels)
wird die Teilnahmegebühr abzüglich € 50,- für Bearbeitungskosten
zurückerstattet; bei Stornierung nach diesem Zeitpunkt kann eine Rücker-
stattung der Teilnahmegebühr nicht mehr vorgenommen werden. Der
Tagungsband wird dann nach der Veranstaltung zugesandt. Es ist jedoch
möglich, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

Zimmerreservierungen

Es werden Unterkunftsmöglichkeiten in verschiedenen Kategorien in
Dresden angeboten. Die Zimmerreservierung unter dem Kennwort
mst2007 können Sie entweder online unter www.dresden-tourist.de/son-
derkontingent  vornehmen oder per Fax oder E-Mail (s. unten) ein Hotel-
zimmer buchen. Das Zimmerreservierungsformular finden Sie unter
www.mikrosystemtechnik-kongress.de/zimmerreservierung. Anmelde-
schluss für Kongressteilnehmer ist der 1. September 2007. Nach diesem
Zeitpunkt kann eine Verfügbarkeit in allen Kategorien nicht mehr gewähr-
leistet werden. 

Dresden-Werbung und Tourismus GmbH
Ostra-Allee 11
01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351 49192142
Telefax: +49 (0)351 49192244
E-Mail: kongressservice@dresden-tourist.de 
www.dresden-tourist.de 
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Weitere Zimmerkontingente sind im MARITIM Hotel (Konferenzhotel) und
im Westin Bellevue reserviert.

MARITIM Hotel & Internationales Congress Center 
Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351 216-1018, Telefax: +49 (0)351 216-1019
E-Mail: reservierung.dre@maritim.de
www.maritim.de 

Einzelzimmer zwischen € 160,- und € 180,- können im Maritim Hotel bis
zum 1. September 2007 unter dem Stichwort ”mst07” individuell abgeru-
fen werden.

The Westin Bellevue
Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden
Telefon: +49 (0)351 805-1733, Telefax: +49 (0)351 805-1749
E-Mail: hotelinfo@westin-bellevue.com
www.westin.com/dresden 

Einzelzimmer zwischen € 150,- und € 170,- können im Westin Bellevue
Hotel bis zum 3. September 2007 unter dem Stichwort ”MST Kongress 2007”
individuell abgerufen werden.

Registrierung

Das Tagungsbüro befindet sich bis 12. Oktober 2007 bei dem

VDE-Konferenz Service
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0)69 6308-229/-477, Telefax: +49 (0)69 96315213 
E-Mail: vde-conferences@vde.com
www.vde.com

und ab 14. Oktober 2007 im Congress Center Dresden.

Sie erhalten Ihren Tagungsausweis und Ihre Tagungsunterlagen zu den
Öffnungszeiten des Tagungsbüros im Congress Center Dresden.

Öffnungszeiten des Tagungsbüros vor Ort

Das Tagungsbüro befindet sich im Foyer des Congress Center Dresden
und ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Sonntag, 14. Oktober 2007 16:00 - 18:00 Uhr
Montag, 15. Oktober 2007 07:30 - 19:00 Uhr
Dienstag, 16. Oktober 2007 08:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch, 17. Oktober 2007 08:00 - 16:00 Uhr
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Tagungsort

MARITIM  Hotel & Internationales Congress Center Dresden
Ostra Ufer 2, 01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351 216-0, Telefax: +49 (0)351 216-1000
E-Mail: info.dre@maritim.de
www.dresden-congresscenter.de

Telefonische Erreichbarkeit während der Tagung

Ab 14. Oktober 2007 befindet sich das Tagungsbüro im Congress Center
Dresden. Das Tagungsbüro erreichen Sie dann unter:
Telefon: +49 (0)351 216-1515, Telefax: +49 (0)351 216-1715
Mobil: +49 (0)160 8081252
E-Mail: vde-conferences@vde.com

Anfahrt zum Congress Center Dresden 

Mit dem Auto:
A4 aus Richtung Frankfurt 
Ausfahrt Dresden Altstadt Richtung Zentrum, dann die B6 Richtung Meiß-
ner Landstraße. Diese geht später über in Hamburger Straße und in die
Schäferstraße. An der Kreuzung Weißeritzstraße, vor der Bahnunterfüh-
rung, nach links auf die Weißeritzstraße. Folgen Sie der Beschilderung in
Richtung Innenstadt (evtl. Congress Center) und biegen Sie nach rechts
auf die Straße „Ostra Ufer“ ab. Unterqueren Sie die Eisenbahnbrücke und
die Marienbrücke. Auf der linken Seite sehen Sie das MARITIM Hotel &
Internationales Congress Center.

A13 aus Richtung Berlin 
Ausfahrt Dresden-Nord in Richtung Zentrum auf die Radeberger Straße
(E55), welche später in die Hansastraße übergeht. Nach der Durchfahrt
der Eisenbahnbrücke am Neustädter Bahnhof biegen Sie nach rechts auf
die Antonstraße und folgen dem Straßenverlauf. Dabei überqueren Sie
auch die Marienbrücke, von welcher Sie bereits das MARITIM Hotel &
Internationales Congress Center auf Ihrer Linken sehen können. Biegen
Sie den ersten Abzweig nach der Brücke rechts auf die Weißeritzstraße ab
und unterqueren Sie die Eisenbahnbrücke. Anschließend biegen Sie an
der Kreuzung erneut nach rechts auf die Straße „Ostra Ufer“ ab. Dann
unterqueren Sie die Eisenbahnbrücke und Marienbrücke. Sie sehen nun
auf der linken Seite das MARITIM Hotel & Internationales Congress Center. 

Mit der Bahn 
Hauptbahnhof Dresden und Bahnhof Dresden Neustadt 
Nehmen Sie die Straßenbahnlinie 11, Richtung Bühlau, bis zur Station
„Internationales Congress Center“. Gehen Sie bis zur Kreuzung und biegen
rechts auf die Könneritzstraße ein. Laufen Sie bis zur Marienbrücke und
biegen vor der Brücke nach rechts in die Devrientstraße ein. Der erste
Abzweig links ist die Straße „Ostra Ufer“. 
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Vom Flughafen Dresden Klotzsche
S-Bahn (im Terminaluntergeschoss) bis Bahnhof Dresden Neustadt 
Straßenbahnlinie 6 Richtung Gorbitz, zwei Stationen bis „Haus der Presse“.
Nach Überfahrt Marienbrücke ist das Congress Center auf der linken Seite
sichtbar. Könneritzstraße bis Marienbrücke zurücklaufen und rechts in die
Devrientstraße einbiegen. Am ersten Abzweig links auf das Ostra Ufer.

Entfernungen / Verbindungen:  
zum Zentrum 0 km 
zum Flughafen 8 km 
zur Autobahn 5 km 
zum Hauptbahnhof 2 km 
zum Bahnhof Neustadt 1 km 

Eine Anfahrtsskizze befindet sich auf der letzten Umschlagseite. 

Parkmöglichkeiten
Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage des Congress Centers für
€ 12,- / Tag bzw. € 1,50 / Stunde.

Mittagsimbiss

Registrierte Teilnehmer erhalten an allen Kongresstagen einen 
Mittagsimbiss.

Rahmenveranstaltungen

Die Eröffnungsveranstaltung am 15. Oktober 2007 im Congress Center
Dresden beginnt um 18:00 Uhr. Im Anschluss findet ein Stehempfang im
Ausstellungsbereich statt.

Am 16. Oktober 2007 findet ab 19:00 Uhr die Abendveranstaltung in der
Gläsernen Manufaktur statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, emp-
fehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung für diese Veranstaltung.

Ausstellung

Im Congress Center Dresden findet eine Ausstellung zu den Themen des
Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 statt.
Weitere Informationen zur Ausstellung erhalten Sie unter 
www.mikrosystemtechnik-kongress.de sowie 
Telefon: +49 (0)69 6308-229/-477.

Tagungssprache

Tagungssprache ist deutsch. Englischsprachige Vorträge sind zugelassen.
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Aktuelle Änderungen des Programms

Auf der Homepage des Mikrosystemtechnik-Kongress 2007
www.mikrosystemtechnik-kongress.de werden aktuelle Änderungen des
Programms veröffentlicht.

Dresden

Schon Canaletto war fasziniert von dem Blick über die Elbe auf das Schloss
und die Brühlsche Terrasse, die nach den Zerstörungen im Krieg wieder in
altem Glanz erstrahlen – eine der schönsten Silhouetten Deutschlands,
die mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche jetzt vervollständigt ist. In
der Nähe befindet sich der Zwinger und die Königstraße, eine renovierte
barocke Prachtstraße. Elbaufwärts gelangt man zum herrlichen Schloss
Pillnitz. Mitten in der Stadt, umgeben von viel Grün, liegt das bedeutendste
Bauwerk des sächsischen Frühbarock: das Palais im Großen Garten.

Das sächsische Königshaus schmückte seine Residenzstadt nicht nur mit
barocken Bauten, es sammelte auch europäische Kunst und andere
Objekte. Sie sind über viele Museen verteilt. In der Gemäldegalerie Alte
Meister sind Werke von Raffael, Rembrandt und Rubens zu bewundern.
Das Grüne Gewölbe beherbergt die Schatzkammer des Fürstenhauses.
Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek verfügt über einen in
mehr als 400 Jahren angesammelten Bestand. Dresden ist auch eine Stadt
der Musik mit der berühmten, von Gottfried Semper erbauten, Oper und
seiner Staatskapelle, der Dresdner Philharmonie und dem Kreuzchor.

Der Dresdner liebt Sandstein und hat wenig Neigung zu extravaganten 
Bauten. Aber es gibt auch Ausnahmen. Vor 100 Jahren war dies die Yenidze,
eine in Gestalt einer Moschee errichtete Zigarettenfabrik; Meisterleistungen
der Ingenieurbaukunst waren die Elbbrücke "Blaues Wunder" und der nach
dem Dresdner Stadtbaumeister benannte Erlwein-Speicher, die erste selbst-
tragende Stahlbetonkonstruktion Europas. 

Weitere interessante Informationen über Dresden, das kulturelle Angebot
und das Umland finden Sie auf der Homepage der Stadt www.dresden.de.

Touristische Aktivitäten

können direkt gebucht werden bei der: 
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH
Ostra-Allee 11
01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351-49192142
Telefax: +49 (0)351-49192244
E-Mail: kongressservice@dresden-tourist.de 
www.dresden-tourist.de 
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Drivers not required.
Mojave-Wüste bei Las Vegas, Oktober 2005.

Volkswagen gewann mit einem Touareg das wohl ungewöhnlichste Auto-
rennen der Welt, die amerikanische Grand Challenge 2005. Stärker als 
bei jedem Formel 1- oder Rallye-WM-Lauf entschied die Perfektion des
Fahrzeugs über Sieg und Niederlage. Hintergrund: Die Grand Challenge
war ein 220 Kilometer langes Rennen für autonome Automobile. Und 
deshalb gab es keine Fahrer. Der auf den Namen „Stanley“ getaufte 
Touareg übernahm diesen Job selbst. Nach sechs Stunden und 54 Minuten
hatte der Geländewagen das Ziel erreicht. Die Strecke die zurückzulegen
war, wurde erst kurz vor dem Rennen durch die DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency) bekannt gegeben. Wir freuen uns „Stanley“ 
auf diesem Kongress zu präsentieren.

Der größte Teil aller Fahrzeuginnovationen wird heute im Bereich der 
Elektronik generiert. Und das bei steigender Tendenz. Im Rahmen der
VDE YoungNet Convention geben wir Ihnen einen spannenden Überblick
über die Technologieprojekte und Vision der Elektronikforschung von
Volkswagen und interessante Informationen zum Thema Einstiegsmöglich-
keiten in unser Unternehmen.

Auf der Abendveranstaltung dieses Kongresses begrüßen wir Sie herzlich
in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen, in der unser Phaeton in
Handarbeit gefertigt wird. Wir bieten Ihnen den direkten Blick auf eine der
faszinierendsten Automobilfertigungen der Welt mit innovativem Produktions-
konzept und lassen Sie die Montage spürbar miterleben.

Volkswagen begleitet den 
Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 
als Platinsponsor. 
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Eröffnung des Mikrosystemtechnik-Kongresses 2007
Großer Saal

Eröffnung des Mikrosystemtechnik-Kongresses 2007

Montag, 15.10.2007 Dienstag, 16.10.2007 Mittwoch, 17.10.2007

Abendveranstaltung
Gläserne Manufaktur
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